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ACIKLAMALAR

ALAN Bilisim Teknolojileri
DAL/MESLEK Bilgisayar Teknik Servis
MODUL ADI Sistem Koruyucu Bakim

Bilgisayar i¢in gerekli koruyucu bakim islemini ve

SCIDIILIN AL elektrostatik yiik bilgilerini iceren 6grenme materyalidir.

SURE 40/16

ON KOSUL

YETERLIK Bilgisayar ortami i¢in koruyucu bakim yapmak
Genel Amacg

Bu modiil ile gerekli ortam saglandiginda, bilgisayar

. ortami i¢in koruyucu bakim islemini yapabileceksiniz.
MODULUN AMACI Amaclar

1. Gerekli koruyucu bakim islemini yapabileceksiniz.
2. Elektrostatik yiikii bosaltabileceksiniz.

Ortam: Bilgisayarin veya sunucunun konulabilecegi

EGITIM OGRETIM ortam. oda

OIRIIANI ARV Donamim: Ders kitaplari, istemci bilgisayar, klavye, fare

DONANIMLARI o .
vb. bilgisayar donanimi, koruyucu bakim arag-gerecleri
Modiil iginde yer alan her 6grenme faaliyetinden sonra
verilen 6lgme araglari ile kendinizi degerlendireceksiniz.

OLQM E VE Ogretmen, modiil sonunda dlgme araci (coktan segmeli

DEGERLENDIRME test, dogru-yanlis testi, bosluk doldurma, eslestirme vb.)

kullanarak modiil uygulamalari ile kazandiginiz bilgi ve
becerileri dlgerek sizi degerlendirecektir.







GIRIS

Sevgili Ogrenci;

Teknoloji hayatimiza girdik¢e hayatimiz daha bir kolaylasiyor, daha bir giizellesiyor.
Elde ettigimiz bu teknolojik imkanlar1 hemen her firsatta kullaniyoruz. Gegmis yillara gore
Oylesine bag dondiiriicii bir sekilde teknolojik gelismelere sahit oluyoruz ki, ¢cogu kere hizina
yetismek miimkiin olmuyor. Artik biitiin islemler, dijital ortamlarda teknoloji kullanilarak
yiiriitiilityor.

Bilgisayarimizin  koruyucu bakimlarini zamaninda ve diizenli bir sekilde
yapmadigimiz takdirde basimizin agriyacagimin iyi bilmeliyiz. Koruyucu bakim yapilirken
gerekli unsurlari, gevresel sartlari, kullanilacak alet ve gerecleri iyi tanimali ve zararl
maddeleri elden gecirmeliyiz. Meslek lisesi boliimiinii bitirip teknisyen goérevini alan biz
Ogrenciler, bakim ve onarim noktasinda gerekli tedbirleri almali ve islerimizi
aksatmamaliy1z.

Bu modiilde gerekli koruyucu bakim islemlerini yapabilecek ve elektrostatik
konusunda bilgi sahibi olacak ve antistatik malzemeler hakkinda bilgi sahibi olacaksiniz.



OGRENME FAALIYETi-1

( AMAC )

Bilgisayar sistemlerinin bakimini yapabilecek ve arizasini giderebileceksiniz.

(' ARASTIRMA )

> Bilgisayarin koruyucu bakim unsurlarini arastiriniz.

> Bir teknisyenin gerekli koruyucu bakimlari yapmasi igin ne tiir malzeme ve
bilgiye sahip olmasi gerektigini aragtirmmiz. Topladiginiz bilgileri rapor haline
getiriniz. Hazirladiginiz raporu sinifta Ogretmeninize ve arkadaslariniza
sununuz.

1. KORUYUCU BAKIM

1.1. Gerekli Koruyucu Bakim

Laboratuvarlarda maliyetin az olmasini saglayan en Onemli etken cihazlara,
bilgisayarlara yapilan bakimdir. Tabi ki bu demek degildir ki bakim yapmak masraf
gerektirmez. Her seyde oldugu gibi bu olayda da art1 ve eksilere bakilir. Eger bakim yapmak
biiyiik arizalarin, liretim kayiplarinin, istenmedik zamanda dogabilecek sikintilarin Oniine
gegciyorsa tabii ki “koruyucu bakim” yapmak olmazsa olmazlar arasindadir.

Bakim islemi, planli ve programli bir sekilde yapilmali, bakim zamanlar iyi bir
sekilde belirlenmeli ve bakim zamani gelmeden belirli bir zaman 6nce bakimin geldigini
bildiren bir sistemin, programin olmasi gerekmektedir. Her bakimin mutlaka “bakim
talimatlarinin” yazilmis olmasi1 ve bakim esnasinda degistirilecek olan malzemelerin
yedeklerinin de malzeme ambarinda bulundurulmasi gerekmektedir.

Degistirilecek malzeme masraf olarak goriinse de daha biiyiik sikintilar1 6nlediginden
goz ardi edilmesi gereken bir durumdur. Her meslekte artilar ve eksiler vardir. Mesela bir
hasta i¢in kullanmasi ¢ok fazla tavsiye edilmeyen bir ilag i¢ilmediginde daha fazla hasta
olunuyorsa ve i¢ilmediginden dolay1 baska hastaliklar tetikleme durumu beliriyorsa o ilacin
icilmesi gerekmektedir ve bu olay isletmeler iginde aym seyi ifade etmektedir. Bakim
yapmak masraflidir fakat daha bilylik masraflar1 6nlediginden yapilmasi gereken bir istir.
Bilgisayar teknisyenleri yapacagi isleri bakim talimatlarinda yazilan maddelere gore
yapmalidir.



Resim 1.1: Koruyucu bakimin énleyici olmasi

1.1.1. Koruyucu Bakim Unsurlari

Sisteminizin uzun bir siire sorunsuz ¢alisabilmesi i¢in, iyi bir bakimdan gecirmelisiniz.
Bu amagla bazi baz1 zararli islemlerden kacinmaniz ve diizenli araliklarla bakim yapmaniz
gerekir. Bu sayede PC’nin aginma ve yipranma diizeyini en aza indirebilirsiniz.

1.1.1.1. Genel Bilgiler

Bakimlar; Kestirimci Bakim (Uyarici Bakim), Onleyici Bakim (Proaktif Bakim),
Planli1 Bakim (Periyodik-Koruyucu Bakim) olarak {i¢ cesittir. Ayrica plansiz olarak yapilan
ariza bakimlari da vardir.

> Kestirimei Bakim: Onceden kontrol ettirilip tespit ve analiz edilen
ekipmanlarla ilgili yapilan bakimlardir. Bakim sadece analiz cihazlariyla
yapilan bir islem degildir. Gozle, elle, isiterek, koklayarak vb. yontemlerle
tespit etme islemi yapilir. Kestirimci bakimm en onemli yarar1 iiretimin
aksamasinit minimum diizeye indirmektir. Kestirimei bakim ile arizanin ¢ikma
olasiligina karsi zamaninda miidahale edilir “yedek malzemeler ve
ekipmanlar” zamaninda temin edilir.

> Onleyici Bakim: Muhtemel ariza c¢ikabilecek yerlerle ilgili onceden
diizenleme yaparak (tasarim degisikligi, titresimin énlenmesi, sicakliga maruz
kalan yerlerin izole edilmesi vb.) makine ve ekipmanin zarar goérmesini
engelleyen bakima denir.



» Planh Koruyucu Periyodik Bakim: Daha &nceden planlanmig ve zamani
geldiginde talimatlara gdre yapilan bakimdir.

Bakimlar ile aksam, gece, hafta sonu olasi muhtemel arizalar yiiksek oranda azaltilmig
olur. Giindiiz calisma mesaisinden sonra ki mesai saatlerinde ve hafta sonu mesailerinde
cikacak olan arizalarda, ekibi toplamak, malzemeleri hazirlamak veya disaridan malzeme
aldirmak, disartya yaptirilacak olan islerde firma bulmaya caligmak ¢ok zordur ve daha
sikintilidir.  Ayrica bu saatlerde yapilan islemlerde belki de fazla mesaiye adam
getirtileceginden daha masrafli olur.

Bakimi yapacak personel; bakarak, duyarak, dokunarak ve bazen de koklayarak (yanik
durumlarinda vb.) bakimi1 yapmali ayrica teknolojik ekipmanlarla da bu isini daha teknik
hale getirmelidir (Titresim 6lgme, sicaklik kontrolii, akim degerleri alimi vs.). Bakimi
yaptiran sorumlu/yetkili aldirdigi degerleri eski degerler ile kontrol etmelidir. Bu kontrol
etme islemi ya profesyonel bir program ile ya da elde, bilgisayarda hazirlanan formlar ile
olmalidir. Degisimi gereken malzemenin yanindaki diger aynit malzeme de degistirilmelidir.
Eger biri degistirilip digeri degistirilmez ise tekrardan daha fazla iscilik ve zaman
harcanacaktir. Yapilan islemlerde temizlige 6nem vermek gereklidir ki hem ¢evre acisindan
hem calisan acisindan hem de degisen parcalarin kirlenerek Omriinii daha kisa siirede
tamamlamasini 6nleme agisindan énemlidir.

1.1.2 Bilgisayar ve Saghk
Giinliik hayatimiza yogun bir sekilde giren bilgisayar kullanimi, 6nlem alinmadig1 ve

bilingli kullanilmadig: takdirde 6nemli saglik sorunlarin1 da beraberinde getiriyor. Bu saglik
sorunlarindan biri de "birikimli travma bozukluklaridir.

Resim 1.2: Diizgiin kullanmilmayan bilgisayarin, saglik sorunlarina neden olmasi
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http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1378&Bilgi=ve
http://www.diyadinnet.com/Saglik-Bilgisi

Bilgisayar ve iletisim cagi, getirdigi yeniliklerle pek cok islemi kolaylastirmistir.
Internet ile bilgiye ulasma ve haberlesme kolaylasirken, bilgisayar programlari ile pek cok
islem daha kolay ve cabuk ger¢eklestirilebilmektedir. Ancak bilingsiz bilgisayar kullanimu,
ozellikle meslegi geregi uzun siireli klavye ile calisan kisilerde 6nemli saglik sorunlarina
neden olmaktadir. Bunlardan biri de "birikimli travma bozukluklar" denilen saglik
sorunlaridir. Bu rahatsizliklar en stk gz, boyun, omuz, kol ve el bilegindeki sinirlerde,
kaslarda, eklemlerde meydana gelmektedir.

Agr, uyusukluk, gerginlik, gilic kaybi, geceleri agr1 ile uyanma belirtileriyle kendini
gosteren bu rahatsizliklarin nedenlerini uzmanlar; kullanilan araglarin  ergonomik
yetersizligi, ¢alisanlarin durus ve oturuslarindaki hatalar ve uzun siireli ¢alisma saatleri
olarak bildirmektedirler. Sonugta, kas-iskelet sisteminde agrili rahatsizliklar kaginilmaz hale
gelmektedir.

1.1.2.1. Oturma Sekli

Bilgisayar basinda calisanlarda rastlanilan sikéyetlerin basinda boyun ve bel agrisinin
geldigini biliyoruz. Yanlig oturmanin kas ve iskelet sisteminde bozukluklara neden oldugu
ve uzun siire hareketsiz kalmanin viicut sagligin1 olumsuz yonde etkileyecegini bilmeliyiz.
Dogru oturma sekli ile zamaninda mola verme, sorunlarin temel ¢6ziimii olmaktadir.

Bilgisayarin karsisinda otururken sunlara 6zen gostermeliyiz.

Masa yiiksekligi 65-70 cm olmalidir.

Yiiksekligi ayarlanabilir, hareketli, sirti bele uygun ve esnek bir ergonomik
koltuk kullanilmalidir.

Sandalye acis1 110 derece ve bel yastik destekli olmalidir.

Dizler 90 veya 110 derece acida olmalidir.

Kopriiciik kemikleri yere paralel olmalidir.

Omuzlar rahat olmalidir.

Omuzlar yuvarlar ve ¢ene one dogru ¢ikik olmamalidir.

Dik oturulmus olmalidir.

Kalgalarin arka kismi1 sandalyeye yaslanmis olmalidir.

Ayaklar yere diimdiiz durmal1 ya da bir ayak destegi lizerine konmalidir.
Kullanicinin bilgisayara olan uzakligi 50-70 cm olmalidir.

Bas dik olmalidir.

Kollar yatay ve biraz yukarida olmalidir.

Dirsek ve Eller ayni ¢izgide olmalidir.

Bacaklarin tist kismi yatay olmalidir.

Monitor GOz hizasinin biraz altinda ve tam karsinizda olmasi gerekir.

Kollar Klavye i¢in masaya uzatildiginda masaya degmeden 90 derecelik bir
acida olmalidir.

On kol ve Bilek aym ¢izgi iizerinde yere paralel olmalidir.

Yazi yazarken ve parmaklart tuslara dokunurken kasmamali ve yavasga
dokunmalidir.

Fare sikilmamali, belli belirsiz bir bi¢imde tutularak diigmelerine fazla baski
uygulamadan basilmalidir.

YV VYV VVVVVVVVVVVVVVY VYV


http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1379&Bilgi=ile
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> Ergonomik masa ve sandalye kullanilmalidir.

Resim 1.3: Yanhs bir oturma sekli

1.1.2.2. Gérme Problemleri

Giiniimiizde hemen herkesin, giiniin birka¢ saatini bilgisayar basinda gegirir duruma
gelmesi, c¢esitli géz hastaliklarm1 da beraberinde getirmistir. Bilgisayara uzun siire
bakildiginda g6z yiizeyinde olusan kurumaya bagli yanma, batma ve kizarikligi 6nlemek icin
ekranin goz seviyesinden asagida olmas1 gerekmektedir.

Resim 1.4: Bilgisayara uzun siire bakildiginda goézlerde kizarikliklarin goriilmesi


http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1249&Bilgi=saat
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1378&Bilgi=ve

Viicuttaki en 6nemli organlarin basinda gelen goziin, sagligina dikkat edilmeli, g6z
saglhigini korumanin yollarmni iyi 6grenilmeliyiz. Goz sagligini etkileyen faktorlerden birinin
de sayis1 ve kullanimi hizla yayginlasan bilgisayarlar oldugunu unutmamalryiz.

Giliniimiizde hemen herkesin, giiniin birka¢ saatini bilgisayar basinda gecirdigimiz bu
zamanda, goze baglh sikayetlerle doktorlara bagvuranlarin sayisi giin gegtikge artmaktadir.
Bilgisayara uzun siire bakildiginda g6z kurulugu, yanma, batma ve kizariklik olarak ortaya
¢ikan ve kisinin glindelik yasamini, is verimini olumsuz yonde etkileyen saglik problemleri
ile karsilagabiliriz.

GOz hizasindan yukaridaki ekrana bakan goéziin kapagi daha fazla agilacagi igin,
kuruma daha fazla olur. Bilgisayar ekrani eger géz hizas1 ya da biraz asagida olacak sekilde
konumlandirilirsa, goz kapagi daha az acilacagi i¢in géz kurumasi daha az olacaktir.'
GOz kurulugu rahatsizligini 6nlemek i¢in Uzun siire bilgisayar ekrani karsisinda oturan
kisiler, gozlerini 2-3 saniye kapali tutma egzersizleri yaparak, kuruyan gdziin yeniden yeterli
stviya kavusmasini saglayabilir. Ayrica, asir1 kuru veya cereyana maruz kalinan ortamlarda
bulunulmasi da g6z kurulugunu artirmaktadir.

1.1.2.3. Bacaklar ve Eller

Resim 1.5: Bilgisayarda yazi yazarken, elin konumu

Uzun siire sabit pozisyonda ¢alismak, kaslarin zorlanmasina neden olarak kan akimini
yavaglatmaktadir. Bunun sonucunda kas yorgunlugu, el ve bacaklarda agri meydana
gelmekte ve is verimi diigmektedir. Arastirmalara gére, her saat basi verilecek 10 dakikalik
bir ara, yorgunlugu ve agrilari 6nemli 6l¢lide azaltmaktadir. Zira, bilgisayar basinda c¢alisan
kisilerde hem pozisyonun sabit olmasi hem de tekrarlayici el hareketlerinin yapilmasi,
birikimli travma bozukluklarinin artmasina neden olabilmektedir. Yapilan arastirmalardan
elde edilen sonuglar, siirekli yazi yazan kisilerde dakikada 12 bin tekrarlayici hareket
oldugunu gostermektedir. Bu tekrarlayici hareketler, 6nlem alinmazsa zaman iginde dnemli
saglik sorunlarina davetiye ¢ikarmaktadir.


http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1249&Bilgi=saat
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Alinabilecek Onlemler konusunda ise, Oncelikle dinlenme konusuna 0Ozen
gostermeliyiz. Uzmanlar, yiiksek hizda bilgisayar kullanicilart igin her 20 dakikada bir 1
dakika veya her saatte en az 5 dakika dinlenme aralig1 verilmesini ve viicut pozisyonunda
degisiklik yapilmasini Onermektedir. Calisma alaninin ergonomik boyutlarda olmasi,
klavyede avuglarm paralel olarak tutulmasi gerekmektedir. On kollarmn, yatay konumda
durmasini, yazi yazarken bileklerin diiz tutulmasini, yazim teknigi ve pozisyon seg¢imini
dogru yapmaliyiz.

Bilgisayar ekranlarinin en iist kisminin goz hizasinin altinda olacak sekilde bulunmali,
klavye ise kollarin asagiya sarkmasini veya yukari uzanmasini engelleyecek bir yiikseklikte
durmali ve fare igin dogru yerin, klavyenin hemen yani olmalidir.

1.1.3. Koruyucu Bakim Kaydi ve Teknisyen

Teknisyenler, mesleki ve teknik orta 6gretim programlarindan mezun olup mevzuatina
gore atanmig, kurumlarin atolye ve laboratuvarlarinda egitim-6gretim, {iretim ve hizmet
ortaminda fiilen ¢aligsan kigiler olarak tanimlayabiliriz.

Bir teknisyen;

> Onceden tasarlanmis bir otomasyon sistemini kurar, tiimiiyle ¢alisir hale
getirebilir ve bakim onarimini gergeklestirir.

»  Kisisel PC (Personal Computer) ve endiistri bilgisayarlar1 olarak bilinen

(Mikroislemci tabanli) bilgisayar ortamlarinin bakimini, varsa arizalari tespit

ederek onarimim yapar,

Sistemlerin giincellestirilmesinde gerekli olan birimlerin (bellek, harddisk, diger

kartlar) secimini yaparak sisteme monte eder ve ¢alisir hale getirilmesini saglar,

Bilgi islem merkezlerinde gerekli donamimin kurulmasini saglar ve ag

giivenliginin saglanmasi i¢in kurulum esnasinda gerekli 6nlemleri alir.

Olgii aletleri grubuna giren birgok cihazin kullanmasim bilir ve temel arizalarim

giderebilir.

Asgari diizeyde yazilim bilgisine sahip olup isletim sistemlerini kurup

caligtirabilir.

Donanim birimlerini, Sisteme tanitarak en verimli sekilde ¢aligmasini saglar.

Yazicilarin toner, kartus ve seritlerini degistirebilir,

Internet baglantis1 ve ayarlarim gergeklestirir,

Donanim birimlerinin birbirleriyle ¢akismadan, verimli ¢aligmasi i¢in en uygun

donanimi seger.

Bilgisayar ve yazicilari network ortaminda galistirip paylasimi gercgeklestirir.

YV VVVVY VYV V VY V

1.1.4 Bir Koruyucu Bakim Programinin Ogeleri

Koruyucu bakim demek, Onleyici tedbirler almaktir. Bilgisayar ¢evre birimlerinin,
calisir vaziyetteki donanimsal pargalarinin ve yazilimlarinin, koruyucu bakim tedbirleriyle
daha uzun siire ¢alismasi saglanabilir. Zamaninda alinacak tedbirlerle, olasi biiyiik felaketleri
Onleyebilir ve bilgisayarimizin uzun siire ¢alismasini saglayabilirsiniz. Her koruyucu bakim
programinin ana hedefi, sistemi gelecekte olusabilecek sorunlara karsi korumaktir.


http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1346&Bilgi=dakika
http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1249&Bilgi=saat

ARIZA BILGILERI

Arizanin bildirildigi tarih

10/07/2013

Arizann bildirildigi saat

10:00

Ariza Mahalli Bilisim Teknolojileri Lab-3
Telefon 04221231212 Tlgili Teknik Sorumlu: | Emrah TEMEL
E-Posta emrahtemel@info.com Telefon: 0422 987 99 87
Yetkili Kisi Ramazan GULERYUZ
Yetkili Kisi Unvani Teknisyen
Yetkili Kisi Imzas1
MARKA/MODEL SERI NO /SERVICE TAG BILDIRILEN ARIZA
INTEL CORE i3 3220
3.3GHz 4 GB DDR3 i
500GB HDD 1GB CM6330-TR003S Bilgisayar agilmiyor.
ATI7470 WIN8
Garanti kapsaminda X Parcali bakim 0]
anlagmas1 kapsaminda
Garanti kapsami disinda | O Pargasiz bakim 0]
anlagmas1 kapsaminda
SERVIS BILGILERI
Ariza miidahale tarihi 10/07/2013
Ariza miidahale saati 10:30

Arizaya miidahalede bulunan teknik sorumlu

Ramazan GULERYUZ

Arizaya miidahalede bulunan teknik sorumlu imzasi

TESPIT EDILEN ARIZA VE TEKNIK SERVIS GORUSLERI:
Bilgisayarin sabit diskinde meydana gelen bad sector arizasi tesbit edilmistir.

YAPILAN MUDAHALE:
Partition Magic programu ile bad sector lii alanlar gosterilmeyerek, sabit diskin diger alanlar1

kullanilir hale getirilmistir.

DEGISEN PARCALAR VE BU PARCALARIN BEDELLERI:
Degisen par¢a olmadi fakat ilerde olusabilecek ayni arizadan dolay: yeni bir sabit disk alinabilir.

Teslim Eden Teslim Alan
isim: isim:

imza: imza:
Tarih: Tarih:

Tablo 1.1: Ornek bir ariza tespit formu



http://www.vatanbilgisayar.com/masaustu-bilgisayar/asus-cm6330-tr003s-intel-core-i3-3220-33-ghz-4-gb-ddr3-500gb-hdd-1gb-ati7470-win8/productdetails.aspx?I_ID=62603
http://www.vatanbilgisayar.com/masaustu-bilgisayar/asus-cm6330-tr003s-intel-core-i3-3220-33-ghz-4-gb-ddr3-500gb-hdd-1gb-ati7470-win8/productdetails.aspx?I_ID=62603
http://www.vatanbilgisayar.com/masaustu-bilgisayar/asus-cm6330-tr003s-intel-core-i3-3220-33-ghz-4-gb-ddr3-500gb-hdd-1gb-ati7470-win8/productdetails.aspx?I_ID=62603
http://www.vatanbilgisayar.com/masaustu-bilgisayar/asus-cm6330-tr003s-intel-core-i3-3220-33-ghz-4-gb-ddr3-500gb-hdd-1gb-ati7470-win8/productdetails.aspx?I_ID=62603

Teknisyen yukaridaki tablo gibi ariza tespit formu diizenlemeli ve yapilan ya da
yapilacak islemleri tek tek belirtmelidir. Bir teknisyen, koruyucu bakimlar1 periyodik olarak
ne zaman planlayacagini ve hangi malzemelerin ne tiir bakimlara ihtiyact oldugunu iyi
bilmelidir.

1.1.5. Dokiimantasyon

Dokiimantasyon, bir olayla ilgili bilgileri kaydetmek ve gelecekte kullanilmak {izere
muhafaza etmek icin gerceklestirilir. Her hangi bir faaliyetin metotlarini ortaya koyan veya
okuyana bir gorevi hakkinda yardimeci olan elektronik veya yazili-basili ortamda bulunan
belgelerdir. Ornegin isletmelerde iiretim faaliyetlerine yonelik metotlar gibi. Bundan
hareketle dokiimantasyonun tanimi sdyle diyebiliriz: Dokiimanlarin veya dokiimanlardaki
kayith bilgilerle ilgili yapilmasi gereken cesitli islemlerdir.

Dokiimantasyon bir¢ok faaliyetten olusan bir stirectir:

»  Hangi bilgilere ihtiyag oldugunun tespiti ve elde edilmesinin yollarinin
bulunmasi

> Bulunan bilgilerin kaydedilmesi ve kayitlarin (belge denilen) uygun ortamlarda
saklanmasi ya da gerekli bilgileri iceren hazir belgelerin toplanmasi

> Erigimi kolaylagtirmak igin belgelerin diizenlenmesi

> Asil olarak, belgelerin ihtiya¢ duyanlarin kullanimina sunulmasi

Dokiimantasyon bu siirecin belirli bir pargasim da ifade edebilir. Oyleyse,
dokiimantasyon bilgi kaydetme ya da belgelerin toplanmasi ve diizenlenmesi fiilini ifade
edebilir. Dokiimantasyonu énemli kilan bir dizi neden mevcuttur. lk olarak, olaylar olur ve
zaman icinde sona erer ya da bagka bir yerde gergeklesen ancak bilgilenmekte fayda olan
olaylar olabilir. Ayrica, insanlar olaylar konusunda farkli algilamalara ya da yorumlara sahip
olabilir. Bu olaylarla ilgili dokiimantasyon olmazsa onlarla ilgili bilgi sonsuza kadar yok
olacak ve bu bilgiden saglanacak yarar da kaybedilmis olacaktir.

Resim 1.6: Dokiimanlarin elektronik ortamlarda saklanmasi
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1.1.6. Onlem

Problem ¢ikmadan 6nce onlemini alma, PC kullanicilarinin en ¢ok ihmal ettikleri bir
konudur. Cogu insan bilgisayari, istedikleri gibi bozulana kadar kullanabileceklerini
diisiinmekte, bilgisayarin diizenli bakima ihtiyaci oldugunu veya kullanirken bazi seylere
dikkat etmenin gerektigini bilmemektedir. insanlar bozulduktan sonra tamir ettirip veya
yeniden kurup kullanabileceklerini diigiintirler. Tamir etmenin veya sistemi yeniden
kurmanin bazi 6nlemleri almadan daha kisa siirecegini ve daha karli oldugunu sanirlar.

Asagida PC’niz i¢in neden Onleyici bakim yapmaniz gerektiginin birka¢ nedeni
verilmistir.

> Paramiz cebinize kalir.
Cikabilecek problemlere simdiden kaginarak ¢ikabilecek sorunlardan dolayi teknik
servise ve bozulan parcalara para vermekten kurtulursunuz.

> Zamandan kazanirsimz.

Ayda bir iki saatinizi bilgisayar bakimina ve onu daha dikkatli kullanmaya ayirarak
saatlerce ugragsmaniz gerekecek arizalardan ve veri kayiplarindan kurtulmus olursunuz.

> Veri giivenligini saglarsiniz.

Cogu insan i¢in hard diskteki veriler onu barindiran donanimdan ¢ok daha 6nemlidir.
Onleyici bakim yaparak bu verileri zarar verebilecek seylerden korumus olursunuz.

> Bilgisayarimizin performansini arttirirsiniz.

Sisteminizin bazi béliimlerinin performansi zamanla diiser. Onleyici bakim yapmak
bilgisayarinizin hizini arttirmaya yardimei olur.

Giinliik hayatta kullandigimiz her cihaz gibi bilgisayarlarimizi da uygun kullanmak
durumundayiz. Bilgisayarlar diger cihazlara gore hem daha karmasik hem de daha fazla
hassastirlar. Dolayisiyla onlar1 kullanirken daha dikkatli olmak durumundayiz

Sorunsuz bir bilgisayarla ¢alismak istiyorsaniz asagidaki onerileri dikkate aliniz:
Bilgisayar1 normal bir bi¢cimde acip kapatiniz.

Bilgisayar1 kapatmadan 6nce tiim programlari kapatiniz.

Eger kapattiysaniz bilgisayar1 hemen agmak istiyorsaniz bu iglemi en az 10
saniye sonra yapiniz.

Aygitlar agikken bir birine baglamayiniz.

Uyumsuz yazilim kullanmayin ve donanimlar1 kullanmayiniz.

Bilgisayariniza uyumsuz olan donanimlari takmayiniz.

Diizenli olarak yedek almiz.

Programlarin islemlerini bitirmesini bekleyiniz.

Sisteme herhangi bir program kurarken kurulumu yarida birakmayniz.

Rastgele dosyalari silmeyiniz.

Bir dosyanin tam olarak gereksiz olup olmadigimi anlamadan kisacasi dosyay1
tanimadan kesinlikle silmeyiniz.

Sisteminizdeki gereksiz dosyalari silmek igin isletim sistemlerinin disk
temizleyici programlarin kullanabilirsiniz.

YV VVVVVVVV VYVYVYV
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Bilinmeyen programlar1 kurmayiniz.

Tam olarak ne ise yaradigini bilmediginiz programlari kesinlikle kurmayiniz.
Giincel anti viriis programi kullaniniz.

Bilgisayar acik iken kasay1 hareket ettirtmeyiniz.

Bilgisayariniz agik ve calisir durumdayken kesinlikle kasay1 sallamayiniz.
Aygitlar ¢aligir durumdayken miidahale etmeyiniz

CD- ROM gibi cihazlar diigmesiyle kapatiniz.

Kullandigimz aygitlar siirekli olarak agma kapama diigmesiyle a¢ip kapatiniz.
Yazilim yamalarim kullaniniz.

Sisteminize kurulu olan yazilimlarin giincellemelerini zaman zaman yapin ve
yazilimlar i¢in ¢ikarilan yamalar1 kurunuz.

1.2.Arac¢ Geregler

1.2.1. Ara¢-Gere¢ Cantalari

Resim 1.7: Teknisyen icin gerekli ara¢-gere¢ ¢cantasi

Bir teknisyen, bilgisayar malzemelerini tamir ederken muhakkak arag-gerec
cantalarma ihtiyact bulunmaktadir.

Buna ek olarak, bir ara¢ takiminda bulunmas1 gerekenler asagidaki gibidir:

VVVYVYVYVY

Pense, kargaburnu, yan keski

Sarjli, diiz, y1ldiz ve somun kafali tornavida
Penseli caki

Bilgisayar temizleme seti

Kablo test cihazi

Termal macun,

Kosegenler veya enine kesimli penseler
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Dar bolgelerde gormeyi kolaylastirmak i¢in bir ayna
CD, DVD ve yedekleme iiniteleri

Ag sikma pensesi, RJ45 konnektor

Sayisal /Analog avometre

Cep feneri

Antistatik bilek band1 ya da diger antistatik aygitlar

VVVYVYYYVY

1.2.2. Olcii aletleri
1.2.2.1. Sayisal ve Analog AVOmetre

Ampermetre, voltmetre ve ohmmetrenin bir gévde i¢inde birlestirilmesiyle {iretilmis
olcii aletine AVO metre denir. Analog ya da dijital yapili olarak {iretilen ve en yaygin
kullanim alanina sahip olan bu aygit ile DA gerilim, AA gerilim, DA akim, AA akim ve
direng olgtlebilir.

Analog (ibreli) AVO metreler, bobin, miknatis, demir niive, esnek yay, ibre, gosterge,
disk vb. gibi parcalarin birlesmesiyle olusmustur. Analog tip Ol¢ii aletlerinin skalasinda,
firma adi, dlgme pozisyonu (yatik, egik, dik) 6lgme hatasi, yalitkanlik diizeyi, 6l¢me siniri,
Oleme araligi, igyapi, ¢aligma ilkesi vb. gibi degerler hakkinda rakam ya da geometrik
semboller bulunur.

VOLTCRAFT®

i
VOLTCRAFT® | 3850

Resim 1.8: Analog ve sayisal AVOmetre

Dijital AVO metreler ise Olgtiikleri degeri gostergelerinde gosteren, igyapilarinda
elektronik elemanlar bulunan o6l¢ii aletleridir. Dijital elektronik alaninda ortaya ¢ikan
gelismeler bu tip Ol¢li aletlerinin ucuzlasip yayginlagmasini saglamistir. Dijital AVO
metrelerin analog Olcii aletleri gibi skalasi ve ibresi olmadigindan, Ol¢iilen deger direkt
olarak gostergeden okunur. Bu da kullaniciya okumada kolaylik sagladig: gibi analog AVO
metrelerdeki okuma hatalarini da biiyiik 6l¢iide ortadan kaldirir.
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AVO metrelerin gelistirilmis olan modeline ise multimetre denir. Multimetreler ilave
olarak, diyot, transistér kazanci, frekans, kondansator kapasitesi, sesli kisa devre kontroli
sicaklik vb. 6l¢iimiinii de yapabilir.

1.2.2.2. Post Test Cihazi

Ram’lerin slotlara tam oturmamasi, ekran kartindan kaynakli bir ariza, monitor
kablosunda kopukluk, BIOS yazilimindan kaynakli bir hata gibi sorunlarin nedenlerini
bulmak i¢in post test cihazlarindan yararlaniriz.

Hasta oldugunuzda doktora gidersiniz ve size hastaliginizin ne oldugunu sorar ve buna
gore hastaliginiz1 teshis etmeye calisir. Sikintimin tam olarak ne oldugunu tespit ettikten
sonra buna gore size regete yazar ve iyilesme siireciniz baglamig olur. Post Test cihazini da
bilgisayar doktoru olarak diisiiniin ancak size yalnizca sorunun kaynagini s6yleyecektir fakat
regeteyi yazacak olan sizsiniz.

Bu cihazi yalnizca bilgisayariniz agilmadiginda degil, mavi ekran hatalari aliyorsaniz,
donma gibi sorunlar yasiyorsaniz kullanabilirsiniz. Ciinkii mavi ekran hatalar1 donanimsal
bir sorundan dolay1 da olabilir ve donmalarin sebebi yavas donen faniniz, sogutma
sistemindeki bir eksiklik, islemcinin yetersiz kalmasi da neden olabilir. Post test cihazlari,
Anakart lizerinde PCI veya ISA slotlarindan birine takilir.

x“"lll.f s |
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Resim 1.9: Post test cihazi

Anakarttaki PCI veya ISA yuvalarindan herhangi birine takildiginda {izerindeki
display(gosterge) yardimiyla bazi sayr veya sayilar belirecektir. Burada sorun
Hexadecimal(onaltilik say1 sistemi) olarak goriintiilenir. Bu cihazi satin aldigimizda size bir
katalog veya kullanma kilavuzu tarzinda bir kitapgik vereceklerdir. Bu kitapgikla Post Test
cihazim taktigimizda goziiken sayilarin hangi donanim isaret ettigini ve sorunun hangi
donanimdan kaynaklandigini bulabilirsiniz. Sorunlarn sadece sayi ile degil hoparlor yardimi
ile de yapabilir. Yine ¢ikan bip sesinin sikligi, uzunlugu, kisaligi gibi faktorlerle size verilen
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kitapciktan inceleyerek sorunun kaynagini tespit edebilirsiniz. Eger birden fazla sorun tespit
ederse bunlarin kodlarini ayr1 ayr1 gorebilirisiniz.

Satin alirken garanti belgesinin oldugundan, anakartinizla uyumlu oldugundan ve
kullanim kitap¢igimin(kod kitap¢igl) oldugundan emin olun. Kod kitapgigi olmaz ise higbir
isinize yaramaz. Akliniza gelebilecek her tiirlii donanimsal arizayi bulabilirler.

1.2.2.3. Kablo Test Cihazlar1

Kablo test cihazi, hazirladigimiz ag kablosunun uglarimin standartlara uygun olup
olmadigini, yani diizgiin ¢alisip ¢calismadigini test etmeniz i¢indir. Hazirlanan kablonun her
iki ucu uygun portlara takilir. Cihaz on/off diigmesi ile ¢alistirilir. Isiklarin yanma siralari
kontrol edilir. Mesela diiz baglanti olarak hazirlanmis kablonun iki ucunun 12345678
portlarinin 15181 sirayla yanar. Diyelim ki herhangi bir ucta 3.port yanmadi ise kablo diizgiin
baglanmamis demektir.

Resim 1.10: Kablo test cihazi
1.2.2.4. Optik Olciim Cihazi

Optik 6l¢iim cihazi, optik sinyal giiciinii 6lgmek igin kullanilan bir cihazdir. “Laser
Power Meter” denilen cihaz CD/DVD okuyucu ve yazicilarinin tamirinde kullanilir. Zaman
icinde optik cihazlarin kalibrasyonu bozulabilir ya da okuma yazma islemlerinde kullanilan
lazer {initesi bozulabilir. Optik cihazlarda kalibrasyon bozuldugunda ya da cihazda parga
degistirdiginizde yeniden ayar yapabilmek i¢in bu tarz bir 6l¢iim cihazina ihtiya¢ duyulur.
Ciinkii mikron hassasiyetindeki sapmalarin ¢ok énemli oldugu optik cihazlarda ayarlar elle
yapmak miimkiin degildir. Cihaz, tiim Ol¢timleri yapmakla kalmaz yeniden okuma ve
yazmada kullanilacak, optik cihaza 6zgii bilgileri de optik cihazin firmware’ine yazar.
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Resim 1.11: Optik él¢iim cihaz
1.2.2.5. Geri Dongii Fisleri

Geri dongii testi, sinyaller gondererek ve geri gelen sinyalin gegerli oldugunu
onaylayarak ¢alisir.

Loopback testinin amaci bir yoldan gegen verileri bulup her ne ise belirlemek ve aletin
dogru calistirtp ¢alismadigini anlamak veya bir sekilde ag baglantilarinin bir zaafindan
yararlanarak ag baglantilarin1 hareketsiz kilmaktir.

N

Resim 1.12: Geri doniis fisi
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1.3. Cevresel Yonergeler
1.3.1. Genel Bilgi

Teknoloji dedigimiz sey Oncelikle yeniliklerin ve gelisimlerin insan hayatin
kolaylastiracak bigimde uygulanmasi anlamini igeren genel bir kavramdir. Peki, teknoloji
gelisirken ve giin gectikce insan hayatinda daha cok yer edinip, isleri kolaylastirirken yani
biitiin bunlar1 yaparken hi¢ zarar1 olmuyor mu? Tabi ki oluyor.

Teknoloji iirlinlerinin neredeyse tamamu elektrikle ¢aligmaktadir. Elektrikle ¢alisan her
alet bir elektromanyetik alan olusturur. Insan beyninin de kendine ait bir elektromanyetik
alan vardir. Ciinki sinirler, ndronlar araciligiyla elektriksel uyarilar1 beynin ¢esitli yerlerine
ulagtirarak calisirlar. Bu nedenle giinliik hayatta kullandigimiz her elektrikli cihaz mutlaka
bizi olumsuz etkilerler. Ornegin cep telefonu ile bize en az zarar verecek sekildeki konusma
stiresi, doktorlarca giinlilk azami 5 dk olarak agiklanmistir. Tabi ki bu 5dk siiresince
telefonun yaydigi elektromanyetik dalga miktar1 maksimum seviyesine ¢ikar ve insanin
beyin 1sisinin artmasina neden olur. Beyindeki bu manyetik diizensizlik, uzun vadede beyin
hiicrelerinin 6lmesine ve 6zellikle kulaktaki birtakim organlarin gérevini yitirmesine yol
acmaktadir. Bu da duyu kayb1 ve denge bozukluklar1 gibi etkilere neden olabilmektedir.

Bilgisayarin Cevreye Zararlart:

Toplumsal gevreyi olumsuz etkiler.

Insanin anti sosyal bireyler olmasini saglar ve cevresindekilere karsi ilgisiz
kalir.

Bilgisayardan dinlenen yiiksek sesli miizik ¢evre kirliligine neden olur.
Bilgisayar bagimlilig1 doganin ve ¢evrenin giizelliklerine karsi duyarsiz olmaya
iter.

Bilgisayarin kullanilmayan parcalar atik olarak ¢evreyi kirletir.

YV VYV VYV

1.3.2. Ortam Giivenligi ve Sunucu Odasi i¢in Yonergeler

Biligsim altyapisinda en 6nemli unsurlardan biri hi¢ kuskusuz ki kesintisiz olarak
calismas1 gereken sistem odalaridir. Sistem odalarinin nasil yapilandirilmasi gerektigi, sistem
odasinin izlenmesi, bilisim altyapisinin saglikli ¢alismasina kadar bir sistem odasinda olmasi
ve olmamasi gereken unsurlardan bahsedecegiz. Bahsedecegimiz yonergeler, kiiglik sistem
odalar1 icin tiimilyle gerekli olmasa da gereksinimleri belirleme acisindan bir referans
niteliginde olacaktir.

Sistem odasina giris ¢ikislarinin belli bir yetkilendirme ile yapilmasi, her isteyenin
buraya girememesi gibi kisitlamalar mutlaka uygulanmalidir. Giriglerde sadece
yetkilendirilmis personelin buraya girebilmesini saglamaliyiz. Disaridan gelip de sistem
odasinda g¢alisma yapacak kisilerin yaninda da mutlaka kontrol, bilgilendirme ve uyari
amaciyla bir yetkili personel bulundurulmasi 6nemlidir. Sisteme vakif olmayan birinin bu
odada is yaparken gerek yanlislikla gerekse kasten verecegi zararlarin 6niine ge¢ebilmek icin
bu yaklasim onemlidir. Oda iginde yapilan degisiklikler veya giincellemeler kayit altina

17



alinmali ve ilgili kisilerde bunlardan haberdar edilmelidir. Internet sistem odalarinda daha
fazla kisitlamalara gidilmeli, kabin bazinda erisim yetkilendirmeleri yapilmalidir.

Yanlig ya da eksik planlanmig bir sistem odasi, sorumlusunun evinden ¢ok bu odada
vakit gecirmesine sebep olur ki bu bilisim personeli tarafindan hi¢ hoslanilan bir durum
degildir. Sistem odasinin biiyiikliigiine oranla problem ya da ariza durumlarinda, sorundan
etkilenen kullanici sayisi artacak, lizerinizdeki baski ve stres de problemin ¢oziilmesinde size
engel olmaya calisacaktir. Bu sebeple sistem odasini tasarlarken tiim dis faktorler
diistiniilmeli, olusan sorunlara miimkiin olan en erken siirede miidahale edilmesini
saglayacak sistemler, imkanlar dahilinde kullanilmalidir. Simdi sunucu odasi i¢in dikkat
edilmesi gereken hususlari inceleyelim.

1.3.2.1. Sicakhk

Bildiginiz gibi elektrikle calisan tiim cihazlar i¢in ideal calisma sicakligi soz
konusudur. Giiniimiizde bir¢ok islemci, 70° ve iizeri sicaklikta calisamayacagi i¢in, bu 1stya
ulasan sunucular iizerindeki sensorler araciligiyla kendini kapatir. Hizmet veren bir sunucu
icin ise bu kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenle ortam sicakliginin miimkiinse
yedeklenmis klimalar araciligiyla optimum calisma derecesinde tutulmasi gerekmektedir
(10° ve 40° aras1 kabul edilir).

Her ihtimale kars1 sistem odasinin birka¢ noktasina, e-posta, sms ya da telefon ¢agrisi
araciligryla bilgilendirme yapan 1s1 sensorleri konumlandirmaniz, sisteminizi 1siya karsi tiim
risklerden koruyacaktir.

Resim 1.13: Sunucularda sicaklik 6nemli bir etkendir.

1.3.2.2. Nem

Nem sadece sunucular ve bilgisayar sistemleri i¢in degil, iizerinde elektronik devre
elemanlar1 bulunduran tiim cihazlar igin bir risk olusturur. Ortamdaki nem oraninin esik
degerlerinin altina diismesi elektronik devre elemanlarinin statik elektrikle yiiklenmesine,
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iistiine ¢ikmasi ise sivi olusumlarina neden olur ki bu da cihazlarimizin kullanabileceginden
fazla elektrik tasimasi ya da kisa devre nedeniyle bozulmasina sebep olacaktir. Bu nedenle
sistem odaniza e-posta, sms ya da telefon cagrisi araciligiyla bilgilendirme yapan nem
sensorleri ile izlenmesi ve uygun kosullarda tutulmasi gerekmektedir.

1.3.2.3. Hava ozellikleri

Sicaklik kontrolii ile ilgili olarak sistem odasi igerisindeki hava dagilimini dogru
saglamak da ¢ok dnemlidir. Hava sirkiilasyonunu dogru saglamak i¢in sunucularin 6n yiizleri
birbirine bakacak sekilde konumlandirilmalidir. Sunucular soguk havayr 6nden ¢eker ve
sicak havay1 arkadan disartya iter. Soguk havanin sunuculara 6n yiizden ulagmasi
saglanmali, disariya verilen sicak havanin ise sogutma tesisatinin girisine ulasacak sekilde
yapilandirilmasi gerekmektedir. Yikseltilmis zemin yardimiyla birbirinden izole edilmis iki
ortam, sunucularm 6n yiiziine soguk havayi ulastirmak icin bize gerekli ortami saglayacaktir.

1.3.2.4. Duman

Dumanin kaynagi, hava kirliligi, arizali cihazlar, jenerator ya da bina isitmasinda
kullanilan yakit gibi ¢esitli kaynaklardan gelebilir.

Duman, bilgisayar disklerinin, optik disklerin ve ayrica teyp siiriiciilerinin
okuyucu/yazici kafalarina olumsuz etki eder. Dumanin etkilerinden korunmak ve zamaninda
miidahale edebilmek igin sistem odalarina yiikseltilmis taban ve algaltilmig tavan aralarina
duman algilama detektorleri yerlestirilmesi gerekmektedir.

1.3.25.Toz

Bilgisayara giris derslerinde ilk dgretilen konulardan biri, bilgisayarlar toza karsi
korumaktir. Yillar gegse, teknoloji ne kadar ilerlese de toz; sunucular, elektronik devreler ve
fanlar i¢in bir risk olusturmaya devam edecektir.

Bu sebeple sistem odanizi toza karsi korumak ig¢in, sistem odaniza girislerde
ayakkabimizdaki tozlar1 tutacak giiniimiizde daha c¢ok saglik sektoriinde kullanilan
protectamat isimli zemin kaplamasi kullanilmalidir. Havalandirma sistemleri kurulurken toz
filtreli driinler tercih edilmeli, tirin ambalajlar1 miimkiin oldugunca sistem odasi disinda
birakilmalidir. Sistem odasinda yapilacak ¢alismalarda ise ortaya g¢ikacak kablo ve metal
parcalarma kars1 belirli periyodlarda temizlemelidir.

1.3.2.6. Yangin ve Yangindan korunma

Oda i¢inde ¢ikabilecek yanginlara karsi duman detektorleri kullanilarak oda siirekli
kontrol altinda tutulmali, olasi bir yanginda cihazlara zarar vermeyecek temiz gaz diye
adlandirilan  FM200 sondiirme sistemi kurulmalidir. FM200 gazimmin avantajlarindan
bahsedecek olursak, hizli ve etkili, dogaya ve ozon tabakasina zarari olmayan, elektronik
cihazlar i¢in zararsiz, az yer kaplayan ve ortamdaki oksijen seviyesini azaltmayan diinyaca
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kabul gérmiis endiistri standardidir. Asagida gorebileceginiz gibi detektorler ve gaz tiipleri
kontrol paneli araciligiyla birbirlerine baglanarak yangin durumunda otomatik olarak
devreye girecek bir sondiirme sistemi kurulabilir.

Resim 1.14: FM200 sondiirme sistemi

Oda disinda cikabilecek yanginlara karsi ise sistem odasinin kapisi yangina dayanikli
1s1y1 ve dumani diger tarafa gecirmeyen 6zel iiretim bir kap1 secilmeli, oda duvarlarinda iki
tarafi al¢1 ile kaplanmig tasyiinii kullanilmalidir. Tagylinii —50° ile +650° arasindaki
sicakliklara dayanikli bir malzeme oldugu i¢in muhtemel dis yangin durumlarinda
sisteminizi koruyacaktir.

Yangin algilama ve alarm sistemleri kullanilmalidir. Hem elle hem de otomatik olarak
yapilan yangin sondiirme sistemleri/cihazlari kullanilmalidir. Yangin sondiiriicii olarak halon
gazi kullanilmamalidir (karbondioksit gaz1 olabilir). Eger sistem odasi yakinlarinda su ile
sondiirme sistemi varsa suyun elektronik cihazlara verecegi zarar igin gerekli tedbirler
alinmali, yangin durumunda sistem odasina suyla miidahale edilmemesi i¢in ilgili personeller
egitilmeli ve gerekli uyar1 yazilar1 yazilmalidir. Sicaklik alarmu yerlestirilerek, 10-30 derece
disinda alarm vermesi saglanmalidir.

1.3.2.7. Su Baskini

Su baskinlarina karsi alinabilecek Onlemler, yiikseltilmis zemin ve su detektortdiir.
Asagidaki 6rnekte gorebileceginiz yiikseltilmis zemin ve detektor, su basmasindan haberiniz
olmasimi ve gerekli miidahaleleri yapmaniz icin size zaman kazandiracaktir. Yiikseltilmis
zemin ayni zamanda kablolamanin diizenli bir sekilde yapilmasi ve disaridan gériinmemesi
icin ve sogutmanin etkili bir sekilde yapilabilmesi i¢in bize ¢aligma alani kazandiracaktir.
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Resim 1.15: Yiikseltilmis zeminin su baskinlarini 6nlemedeki etkisi

1.3.2.8. Patlama

Sistem odalari, 6zellikle dogal gaz ve yanici bilesenlerin depolandigi yerlerden uzakta
tesis edilmelidir. Patlama riskine karsi sistem odalar1 duvarlar1 dayanikli hale getirilmelidir.
Deprem risklerini en aza indirmek i¢in binanin depreme karsi dayanikli oldugundan emin
olunmas1 ve c¢ok yiiksek katlarda bilgi islem sistem odalarinin tesis edilmemesi
gerekmektedir. Deprem aninda bilgisayarda meydana gelebilecek patlamalara dikkat
edilmesi gerekir.

Bilgisayar sistemleri, patlamaz ama bina igindeki dogalgaz ve benzeri yanici
bilesenlerden dolayr binanimiz dolasiyla bilgisayar sistemleriniz zarar gorebilir. Sistem
odanizin yerini, patlama i¢in merkez olabilecek istasyonlardan uzak olacak bigimde se¢iniz.
Yedeklerinizi patlamaya dayanabilecek kasalar igerisinde, ya da daha iyisi bina disginda
giivenli mekanlarda saklayiniz.

1.3.2.9. Bocekler

Her tiirlii hasarat sistemlerinize zarar verebilirler. Ozellikle temiz olmayan sistem
odalarinda olusan oriimcekler bir toz toplama istasyonu hale gelirler.

Yiikseltilmis taban ve tavanlarin yalitimlarina dikkat edilmelidir. Ozellikle kemirgen
tiirii bocekler kablolar1 kemirilerek zararli olabilirler.

flaglama ya da tabletlerle boceklere kars: onlem alabiliriz. Bunu binanin her yerinde
uygulamaliy1z. Network kablolar1 ya da fiber optik kablolarin zarar gérmesi kesintiye neden
olacaktir.
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1.3.2.10. Elektriksel Giiriiltii

Her tiirli alic1 ve verici; bilgisayar sistemlerinden, kablolardan ve g¢evre birimlerinden
en az 2,5 m uzakta tutulmalidir. Motorlar, fanlar ve bazi hizmet birimleri irettikleri
elektriksel giiriiltii nedeniyle diger bilgisayar sistemlerine zarar verebilirler. Gliriiltii, hava
yoluyla ya da birbirine yakin gii¢ kablolar1 araciligi ile taginabilir.

Bilgisayar sistemlerinize gilic saglayan devre iizerinde biiylik bir baska cihazin
caligmamasini garanti ediniz. Tim kabinlerinize ayri gii¢ ve toprak kablolamasi yaptiriniz.
Bilgisayar sisteminizin gii¢ kaynagina bir hat filtresi ekletiniz.

Cep telefonlar ve her tiirlii radyo alic1 ve vericileri bilgisayar sistemlerine zarar verir.
Ozellikle giiglii vericiler, bilgisayar sistemlerinize kalic1 zararlar verebilirler.

1.3.2.11. Yildirim

Yildirimlar, ani gerilim dalgalanmalar1 yaratarak bilgisayar sistemlerinize zarar
verebilirler. Eger binanizin paratoneri varsa, yildirim paratonere ¢arptigi andan toprakla
bulusana kadar akim gegen tiim yol {izerinde ciddi bir manyetik alan yaratir.

Sistem odanizin, paratoner sisteminin gegtigi kablolamadan etkilenmeyecek bir yere
kurunuz. Binaniz1 paratoner ya da paratoner gerceve sistemleri ile kaplayiniz. Ozellikle gelik
konstriiksiyon {izerine kurulmus olan binalarda konstriiksiyonlarin her kosesini topraklama
yaparak kafes sistemi olusturarak yildirimlara engel olabilirsiniz.

1.3.2.12. Titresim

Titresim, uzun siirede bilgisayar sistemlerine zarar verebilir. Sistemlerinizi kabinler
icine monte ederken sabitlemeyi ¢ok iyi yapmalisiniz. Vidalamanin saglam olmasina dikkat
ediniz. Kablolari, sistemlerinizin iizerine koymayiniz.

1.3.2.13. Yiyecek ve Icecekler

Sistem odas1 igine kesinlikle yiyecek ve igecekle girilmemelidir. Ozellikle gece
caligmalar1 sirasinda bu tiir kazalar her seyi berbat edebilir. Eger icecek dokiilen klavye bir
bilgisayar sisteminizin konsolu ise, yerine yenisi bulunana kadar bilgisayar sisteminizin
calismayr durdurmasi da miimkiindiir. Yiyecekler, &zellikle yagli olanlari, insanlarin
parmaklarina yapisarak manyetik disklere kolayca taginabilir. Yiyecek ve icecekler sebebiyle
meydana gelebilecek bir kazay1 onlemenin en giizel yolu, sistem odasina hicbir bigimde
yiyecek ya da icecek sokmamaktir.

22



1.3.2.14. Sunucu Durumunu izleme

Sistem odasmin girisi mutlaka kilitli, kontrollii olmali, odaya girisler yalnizca
yetkilendirilen kisiler tarafindan yapilmali, giris ¢ikislar saat ve isim bilgisi ile istenildiginde
raporlanabilmeli ve son olarak herhangi bir adli vaka durumunda kullanilmak iizere tiim
hareketlerin gozlemlenebilecegi acgilarda kamera yerlestirilmeli ve hareketler kayit altina
alinmalidir.

Giinlimiizde bir¢ok cihaz ariza durumunda bunu belli edecek bir alarm ya da hata 15181
yakacak sekilde tasarlanmigtir. Her giin sistem odasina giris yapip hangi cihaz hata vermis ya
da bozulmus seklinde kontrol etmek yerine SNMP destekli cihazlar1 bir izleme yazilimi
tizerinden kontrol etmek ve ariza durumunda size e-mail yoluyla bilgilendirme yapacak bir
sistem insa etmek daha dogru yaklasimdir. Bu is i¢in Microsoft’un System Center
Operation Manager (SCOM) ve HP’nin System Insight Manager (SIM) iiriinlerini
kullanabilirsiniz. HP SIM kullanarak bakim paketi anlagmasi ile garanti kapsamindaki
cihazlarimiz i¢in donanim arizasi durumunda otomatik ¢agri acilmasini ve arizali parganin
degisim siirecinin otomatik olarak baglatilmasini saglayabilirsiniz.

IP kamera ile izleme sistemi kurulmali. Odanin durumu, giris ¢ikislar1 ve yapilan
islemler kameralarla kayit altina alinmalidir. Uyart sistemlerindeki bilgiler SMS ile cep
telefonlarina kadar ulastirilabilir olmalidir.

1.4, Zararh Maddelerin Elden Cikarilmasi

Zararli maddelerin elden ¢ikarilmasi ile ilgili yapilmasi gereken islemler asagida
anlatilmistir.

1.4.1. Genel Bilgi

Ulkemizde giin gectikce artan niifus, kentlesme ve gelisen teknoloji bu tehlikelerle
karsilasma olasiligimiz daha da artmaktadir. Siirekli artan ihtiyaclar ve degisen yasam
kosullar1 insanlarin tiiketen bireyler olmasina neden olmaktadir. Bu durum ¢evre kirliligiyle
birlikte atik kavramini da beraberinde getirmektedir. Atiklar ¢evreyi ve dogay1 kirletmenin
yani sira, insan sagligina da zarar vermektedir.

Gelisen teknolojinin nimetlerinin yaninda, bu teknolojik malzemelerin ¢evreye verdigi
zararlar insan sagligim etkilemektedir. Ozellikle kullanilmis akii, pil, monitdr, toner, kartus,
ucucu kimyasal maddelerin elden g¢ikarilmasi biiyiilk 6nem arz etmektedir. Bu zararh
maddelerin nasil yok edilecegi hususunda Cevre ve Sehircilik Bakanligi, bilyiik bir
hassasiyet gostermekte ve bu atik maddelerin nasil yok edilecegini kanun ve yonetmeliklerle
belirtmektedir. Simdi bu zarar veren malzemeleri ve nasil elden ¢ikarmamiz gerektigine
gecebiliriz.
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1.4.2. Pil/Akii Kullanim, Atik Piller ile Akiilerin Zararlari ve Elden
Cikarilmalar

Pil kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine direk olarak doniistiirerek, depolayabilen bir
aygittir. Bu dontisiim tek yonld ise pile sarjsiz veya tek kullammlik pil denir. Ancak
elektrik enerjisi bir cihaz yardimiyla tekrar kimyasal enerjiye doniistiiriilebiliyorsa pile sarjl
veya ¢ok kullanimli pil denir. Bati iilkelerinde sarjli pillere, akiimiilator de denilmektedir.

Tiirkiye’de tagimabilir tiirde pillerin {iretimi yapilmamakta, talebin tamami ithalat
yoluyla karsilanmaktadir. Son bes yil igeresinde ithalat miktar1 11.000 tondan 2010 yilinda
yaklasik 8.000 tona diismiistiir. Bu miktara cesitli elektronik ve elektrikli cihazlar igerisinde
yurda getirilen piller ve kiigiik ebatli bakim gerektirmeyen, sizdirmaz tip kursun-asit
sistemleri (kuru akiiler) dahil degildir. Ithal edilen pillerin yaklasik % 85’1 sarjsiz ve geride
kalani sarjhi tiirlerdedir. Cep telefonlar1 ve diziistii bilgisayarlarindaki ¢ok hizli talep artist
sonucunda Li-1 (Lityum-Iyon) tiirii pillerin ithalatinda énemli artislar olmustur.

Kullanim 6mriinii tamamlamis ve/veya ugramis oldugu harici hasar veya kisa devreler
sonucunda kullanilamayacak duruma gelmis olan pillere atik pil denilmektedir. Atik hale
gelmis pil ve akiilerin mekanik, elektrik, termal veya baska tiirde fiziki/kimyasal yontemlerle
onarilarak, tekrar kullanima sokulmalar1 miimkiin degildir.

Atik piller ile ne yapilmamah?

Ev/is yerlerinde kullamlmig (atik) piller evsel ¢oplerle kesinlikle
karigtirllmamali ve rastgele sokaklara atilmamalidir.

Atik piller topraga gomiilmemelidir.

Atik piller denize, akarsulara, géllere veya kanalizasyona atilmamalidir.

Atik piller ateste yakilmamalidir.

Atik pillerde bulunabilen nikel-kadmiyum-civa vs. gibi agir metaller insan
sagligina oldukga zararlidir.

VVVY 'V

Atik piller ile ne yapilmah?

Atik haldeki piller ayr1 bir yerde (naylon torba, kutu, kavanoz, vs.)
biriktirilmelidir.

Evinizde veya isyerinizde atik haldeki piller uzun siirelerle muhafaza
edilmemelidir.

Atik piller bulundugunuz yere en yakin mahaldeki atik pil toplama kutusuna
atilmal1 veya satin alindig1 yere gotiiriilmelidir.

Atik  pillerin  bilinyelerindeki bazi  metallerin geri kazanilabilecegi
unutulmamalidir.

Atik pillerin toplanmas1 i¢in diizenlenecek kampanyalara goniilli olarak
katilmaya ¢aliginiz.

Atik pil toplama noktalarinin nerelerde oldugunu arastiriniz.

Cevrenizde pil kullananlar1 yukarida anlatildigi sekilde davranmaya davet
ediniz ve onlara 6rnek olunuz.

vv VWV VvV VY V V
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> Son olarak, ¢evreye dost olan pillerin 1865 yilindan beri insanligin hizmetinde
oldugunu, cevrenin pek sevmedigi civa ve kadmiyum elementlerini igeren
pillerdeki sagliga zararli maddelerin azaltildigin1 ve bu tiirdeki pil atiklar i¢in
yiiksek toplama hedeflerinin konuldugunu lLitfen not ediniz.

1.4.2.1. Pillerin Ozellikleri

Teknolojinin gelismesiyle hayatimizi kolaylastiran tasinabilir cihazlar/oyuncaklar, ofis
aletleri, elektronik esyalar vs.’de PIL kullanim artnustir. Her evde/isyerinde ayda birgok pil
tilketilmektedir. Avrupa ve ABD’de yilda kisi bagina 2 adet saat pili ve 10-15 adet kalem pil
tiikketilmektedir. Ulke 6lceginde bakildiginda bu miktarlar ¢ok bilyiimektedir. Piller iclerinde
hem ¢evreye zararli maddeler (Pb, Cd, Hg vs) hem de geri doniisebilir maddeler (Zn, Cd,
Pb, C, Mn vs) icerdiginden tiiketilen pil atiklarmin kiymetli metal kisimlari geri
kazanildiktan sonra insan sagligina ve gevreye zarar vermeyecek sekilde yok edilmelidir.
Rastgele atilan kullanilmis piller su, hava ve topraga zarar verebilirler.

Tek Kullanimlik (Primer) Piller

Cok Kullanimlik (Sarjh) Piller

VVVVVVYY

Reaksiyon pil hiicresi i¢inde olur.
Reaksiyon tersinmez.

Sarj edilemezler/doldurulamaz.

Atiklar ayr toplanmalidir.

Fazla sayida atik tiretilir.

Ucuzdur.

Kisa omiirliidiir.

En yaygim1 Cinko-Karbon ve Alkali
pillerdir.

VVVVVYVVYY

Cevre dostudur.

Kullanimi tavsiye edilir.

Sarj edilebilir.

Reaksiyon tersinirdir.

Daha az atik ¢ikar.

[lk alis1 pahals, kullanimi ucuzdur.

Uzun omiirliidiir.

Ayda kendi kendine %15-25 desarj olur.
Ni-Cd, Ni-MH ve Li-iyon piller

Resim 1.16: Atik pilleri gelisi giizel atilmasinin cevreye etkisi




Tek Kullanimh Piller Fe(%) MnO2 (%) Zn(%) Li (%) Ag (%)
Cinko-Karbon (ZnC) 3-5 25-30 20-25 * *
Alkali-Manganez (AlMn) 20-25 35-40 15-18 * *
Lityum-Manganezdioksit (LiMn) 45-55 25-35 * 2 *
Diigme Piller 35-50 28-36 30-47 3 30-35
Cok Kullamimh (Sarjh) Piller Fe (%) Ni (%) Ccd(%) NTE Co (%)
Nikel-Kadmiyum (NiCd) 30-40 15-25 15-25 * *
Nikel-Metalhidrit (NiMH) 15-44 33-43 * 10-15 3-10
Fe (%) Li (%) Cu(%) LiCoO, (%) Al(%)
Lityum-iyon (Li-iyon) 20-25 1-5 5-15 25-45 15-25

NTE : Nadir Toprak Elementleri

Tablo 1-2: Tasinabilir pil tiirleri ve baslica metal icerikleri

1.4.2.2. Pil Kullanimi ve Bakimi

Dogru akimda diisik bir gii¢ vermelerine ve sagladiklar1 enerjinin sebeke
enerjisininkinden ¢ok daha pahali olmasina karsilik, pillerin kolayca tasmabilir 6zerk
iretegler olma {stiinliigli vardir. Uygulamalari, askeri alanda (giidiimlii ve balistik
mermilerin, torpidolarin itme sistemleri) oldugu kadar sivil alanda da (radyo alicilarini,
teypleri, tiras makinelerini, kameralari, aydinlatma diizeneklerini, oyuncaklari vb.
beslemede) oldukca yaygindir. Saatlerin, elektronik oyunlarm, cep hesap makinelerinin ve
cep telefonlarinin gelismesiyle minyatiir pillere yeni pazarlar agilmisgtir,

Uygun pil bakimi ve kullanimina iligkin piif noktalar:

Cihazinizin imalatgisinin belirttigi dogru boyutta ve tipte pil kullaniniz.

Pilin kontak yiizeylerini ve pil yuvasimmin kontaklarimi pilleri her degistirme
isleminde bir temiz kursunkalem silgisiyle veya saglam bir bezle temizleyiniz.
Birkag ay kullanmay1 diisinmediginiz bir cihazdaki pilleri ¢ikariniz.

Sebeke elektrigine (AC) bagl bir cihazdaki pilleri ¢ikariniz.

Pilleri cihaziniza yerlestirirken + (art1) ve - (eksi) kutuplarn dogru
yerlestirdiginizden emin olunuz.

VVYVY VYV

DIKKAT: Ucgten fazla pil kullanilan bazi cihazlarda, bir pil yanhs yerlestirildiginde
bile cihaz ¢aligir goriiniir.
Pilleri normal oda sicakliginda, bir kuru yerde muhafaza edin. Pillerinin ¢ogu,
bu kosullar altinda bes y1l muhafaza edildikten sonra bile giivenilir uzun 6mre
sahip olacaklardir. Pilleri buzdolabina koymayin; bu onlarin daha uzun émiirli
olmasini saglamayacaktir.
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> Asirt sicakliklar pil performansini azaltir. Pille c¢alisan cihazlar c¢ok sicak
yerlere koymaktan kagininiz.

> Pilin {tizerinde ozellikle "sarj edilebilir" yazmiyorsa bir pili sarj etmeye
kalkmayiniz.

Pillerin insan sagligina ve cevreye cok biiylik zararlar1 vardir. Piller civa, kadmiyum,
kursun, ¢inko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt ve kimyasal maddelerden iiretilir. Bu
pillerin gelisigiizel ¢oplere atilmasi, dogrudan veya dolayli olarak alici ortama verilmesi
cevre agisindan biiylik tehlikeler yaratir. Metaller topraga ve oradan da yeralt1 sularina
karigabilir. En basta toprak kullanilmaz hale gelir ve metallerin yarattigi su kirliligi sudaki
ekosistemi alt iist eder. Etkilenen sadece su ekosistemi degil, aslinda tiim ekosistemdir.
Zaman igerisinde bu etkiler insanlar {izerinde de goriilir. Atik pillerin sebep oldugu
hastaliklar baginda, ndrolojik bozukluklar, merkezi sinir sistemi hastaliklari, kanser, bobrek
ve karaciger hastaliklar gelir. Pillerin i¢indeki tiim maddelerin zarar1 kimi zaman Sldiiriicii
boyuta ulagabilir. Maddeler daha dnce de belirtildigi gibi topraga karigsarak hayvanlarin
yediklerinden ya da sulardan insan viicuduna karisir. Ayrica bir kiigiik kalem pil, 4 metrekare
toprak kirletir ve bu topragi tiretim yapamaz hale getirir.

1.4.2.3. Kuru Pillerin Geri Kazanimlari

Kuru pillerde s1v1 elektrolit bulunmaz. Bunun yerine nemli bir elektrolit pasta igerirler.
Leclanché hiicreleri buna iyi bir ornektir. Bu tiir hiicrelerde anot, ince bir mangandioksit
tabakasi ile cevrili bir bakir barindiricidir. Mangandioksit tabakasi ile beraber bakiri
¢evreleyen amonyum kloriir, ¢inko kloriir ve nisasta karigimi da bulunur. Bu karigim pilin
sabit durmasim ve sizinti yapmamasini saglar. Katot genellikle ortada yer alan, karbon bir
cubugun elektrolit ¢ozeltisine daldirilmasiyla olusan bir kisimdir.

Silindir seklinde bir ¢inko kap alalim. Igine suda eritilmis nisadir1 (amonyum
kloriir/¢inko kloriir) jelatinle karistirarak, yogun bir duruma getirip koyalim. Daha sonra
igine mangandioksitle kaplanmis bir komiir cubuk yerlestirelim. Devreyi tamamladigimizda
gliniimiizdeki kuru pil yapilmis olur.

Calisma ilkesi ayn1 Leclanche pilinde oldugu gibidir. Sadece siv1 elektrolit yerine daha
koyulagtirilmis ve kati duruma getirilmis elektrolit kullanilmigtir. Bu nedenle tasimmasi
acisindan kolaylik saglanmistir.

1.4.2.4. Pillerle Tlgili Yapilmas1 Gerekli Calismalar

> Kullanim 6mriinii tamamlamis piller igerisinde Civa, Kursun, Kadmiyum gibi
zehirli maddeler bulunduran her gesit pil, Insan saglig1 agisindan tehlikelidir bu
sebepten cevreye rastgele atilmamalidir. Biten Pillerinizi mutlaka PiL
TOPLAMA KUTULARINA birakiniz.

> Piller ve Akiiler kesinlikle topraga gémiilmemelidir, D1s taraflari ¢elik olmasina
ragmen bir siire sonra ¢iirlime sebebiyle eriyerek igerisindeki zehirli maddeler
topraga karigacaktir. Buradan da zamanla yeralt1 sularina karisarak insan sagligi
icin tehlike olusturacaktir.
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Piller ve Akiiler Akarsulara, Gollere veya Denizlere atilmamalidir.

Piller veya Akiiler yakilarak imha edilmemelidir ve atese atilmamalidir, Patlama
riski vardir ve zehirli gaz ¢ikartabilir.

Piller veya Akiiler rastgele Hurdacilara verilmemelidir, Kesinlikle Pil veya Akii
toplama merkezlerine teslim edilmelidir.

1.4.2.5 . Pillerin Kullanimi Sirasinda Giivenlik Onlemleri

Toplanan piller yetkili kisiler tarafindan tiirlerine gore ayristirilmalidir. Ayristirilan
pillerin, ¢esitli fiziki ve kimyasal islemlerle geri alinmalari saglanmalidir. Pil ya da
bataryalarin yakilarak bertaraf edilmesi ¢6ziim degil, ¢linkii yanma sonucunda kursun, civa
ve kadmiyum daha da zehirli gaz haline doniisiir ve soludugumuz havaya karisir. Bu nedenle
atil pilleri ¢ope atmamal1 ve ulasabilecegimiz atik pil toplama kutularina birakmaliyiz.

Pil kullamirken ne yapmah?

>
>
>
>
>
>

A\

Piller hicbir sekilde 1sitilmamali, atese atilmamali ve devamli giines 15181 alan
yerlerde tutulmamalidir.

Piller sokiilmemeli, i¢leri acilmaga c¢alisilmamali, delinmemeli ve
ezilmemelidir.

Piller kii¢lik ¢cocuklarin oynayabilecegi sekilde ortalikta birakilmamalidir.
Diigme tipi pillerin kiigiik ¢ocuklar tarafindan kolaylikla yutulabilecegi
unutulmamalidir.

Pillerin art1 ve eksi uglar1 herhangi bir metal iletkenle birlestirilip, kisa devreler
olusturulmamalidir.

Sarj edilmeyen piller ve 6zellikle lityum tiirleri kesinlikle sarj islemine tabi
tutulmamalidir. Aksi takdirde asir1 1sinma, sisme, gaz ¢ikisi, alevlenme ve hatta
patlama goriilebilir.

Farkl1 gerilimlere sahip, farkli yapilardaki piller ve sarjli/sarjsiz piller ayni cihaz
igeresinde kullanilmamalidir.

Pille galisan cihazlar kalorifer, soba, ocak vs. gibi 1s1 kaynaklarindan uzakta
tutulmal1 ve nakil vasitalarinin torpido goziinde veya direk giines 15181 alabilen
konsollar1 {izerinde uzun siirelerle birakilmamalidir.

Piller su, deniz suyu veya diger oksitleme &zelligine sahip maddelerle temas
ettirilmemelidir.

Pillerin seri veya paralel baglantilar1 uzman kisilerce yapilmali, lityum esash
pillerde bu tiir baglantilardan kagimilmali ve nikel-kadmiyum / nikel-metalhidrit
pilleri, 6zel koruma devreleri olmadan paralel baglanilmamalidir.

1.4.3. Ekranlarin Uygun Sekilde Elden Cikarilmasi

Monitorlerin uygun sekilde elden c¢ikarilmasi igin yapilacak islemler asagida
belirtilecektir.
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1.4.3.1. Monitor (Ekran) Piif Noktalari

Monitoriin dikkat edilmesi gereken piif noktalar iyi bilmeliyiz. Giliniimiiz sartlarinda
monitor se¢imi gergekten oldukca zor. Piyasada bircok marka ve model var. Tasarimdan
tutun ergonomi ve teknolojiler. Buna ek olarak baglanti ¢esidi ve teknik ozellikler de
monitorlerde biiyiikk fark olusturuyor. Tiim bunlar1 baktigimizda kafamizin karismamasi
oldukga dogal goriiniiyor.

Monitoérde oncelikli olan boyutunu belirlemektir. Giiniimiizde en diisik 19 ing
monitorler tercih edilmektedir. Monitoriin bliylikliigli desteklemis oldugu ¢oziiniirliige bagh
olarak degismektedir. Ozellikle oyun oynayan Kisiler igin ¢oziiniirlik baya ©6nem
kazanmaktadir. En diistik olarak 1280 X 1024 ¢6ziintirliiklii monitérler tercih edilmektedir.

Monitdrlerde tepkime siiresi, kontrast ve parlaklik o6zellikleri 6nemlidir. Tepkime
sliresi ne kadar az olursa, monitorden alacagimiz goriintii o kadar hizli olacaktir. Piyasada
genelde Sms tepkime siireli monitdrler kargimiza ¢ikiyor. Tepkime siiresi Sms alt1 daha iyidir
ancak 5ms ile 2ms arasindaki farkta, gozle goriilemeyecek kadardir.

Resim 1.17: Monitor alirken dikkat edilecek hususlar

Monitori baglayacaginiz ekran kartina bakarak HDMI ¢ikisi olup olmadigini kontrol
ederek ona uyumlu bir monitdr alabilirsiniz. HDMI, tek bir kablo araciligiyla billur,
tamamen dijital ses ve video sunan, kablo baglantilarin1 6nemli dlgiide basitlestirerek en
yiiksek kalitede ev sinemasi deneyimi saglamaya yardimci olur. Dijital Goriintii Arabirimi
(DVI); bilgisayar, LCD ekran1 veya dijital televizyon gibi harici bir ¢ikis aygitin1 baglamak
izere tasarlanmig eski bir baglant1 tiiriidiir. DVI konektorleri ve kablolar1 yalnizca video
bilgilerini iletme ozelligine sahiptir. Bu nedenle, DVI aygitlar ses i¢in ayr1 kablolar
gerektirir.

Yeni bir monitor alirken gercek kontrast orani yani Statik kontrast orani bizler i¢in ¢ok
onemlidir. Dinamik kontrast orani verilmis bir monitor ile statik kontrast orani verilmis bir
monitorii kiyaslarken dinamik kontrasti 4 rakamina bolmelisiniz, bu bdliimden ortaya ¢ikan
sonu¢ o monitoriin gergek kontrast orani, yani statik kontrast orami olacaktir, statik
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kontrastini bildiginiz iki monitdr arasinda hangisinin orani daha fazla ise o monitor sizin i¢in
avantajli olan monitordiir.

Ayrica LED monitdrlerin enerji tikketimi de LCD monitérlere gére daha diisiik olmasi,
parlak olmasi ve geri doniis malzemesinden yapilmis olmasi nedenleriyle tercih
edilmektedir.

1.4.3.2. Ekranlarin Bertaraf

Insan ve cevre arasindaki etkilesimin vazgecilmez nitelikte olusu, ¢evre kavraminin
giiniimiizde kazandig1 boyutlar, ¢evrenin ulusal diizeyde oldugu kadar uluslararasi diizeyde
de yeni yaklagimlarla ele alinmasi geregini ortaya ¢ikarmustir.

Tim diinyada oldugu gibi iilkemizde de gelisen teknoloji ile birlikte tiiketim
aligkanliklar1 hizla degismekte buna bagli olarak yeni tiir atik tipleri ortaya ¢ikmaktadir.
Bunlardan biri de elektrikli ve elektronik esya atiklar1 (AEEE)’dir. Bilgisayar, monitor,
televizyon, buzdolabi, ¢camasir makinesi, cep telefonu ve bunun gibi ev, ofis ve endiistride
kullanim alani bulan, yararli Omriinii tamamlamis veya ariza nedeniyle daha fazla
kullanilmayan, tamiri miimkiin olmayan aletlerin tiimii elektronik atik kategorisi altinda
toplanmaktadir. Artan elektrikli ve elektronik esya tiikketiminin sonucu olarak evsel atiklar
igerisindeki elektronik atik miktar1 giderek yiikselmektedir.

Resim 1.18: Eskiyen monitorleri saghkl bir sekilde ortadan kaldirilmasi

Ulkemizde de elektronik atik miktar1 hizla artmaktadir. Birgok gelismis iilkede
elektronik atik adi verilen kullanim dig1 iiriinler zorunlu olarak ayri toplanmaktadir. Ayri
toplanan bu atiklar diger atiklarla beraber ¢ope atilmak yerine diger sekillerde bertaraf
edilme islemine tabi tutulmaktadir. Ulkemizde heniiz yeni sekillenmeye baslayan ayri
toplama sistemi bir¢ok bolgede yayginlasmadigi igin biitiin atiklar ¢ope gitmektedir. Bazi
illerde, direk evlerde kurulan ayri toplama sistemi ile geri doniigiime gitmektedir. Bazi
illerde merkezi ¢op toplama merkezlerinde her cins atik ayrilarak degerlendirilmektedir.
Diger yandan bazi il ve ilgelerde depo edilen ¢opler ihale usulii ile satilarak kazanan kisiler
tarafindan islerine yarayan ¢opler ayristirilarak degerlendirilmektedir.
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Kullandigimiz her cihaz dogadan elde edilen bazi hammaddeler ile yapilabilmekte, bu
hammaddelerin islenebilmesi i¢in de belli miktarda enerji tiiketilmektedir. Ortalama olarak
bir rakam vermek gerekirse, dogadaki bir hammaddenin islenmesi icin gereken enerji 100
birim ise, geri doniisiim iglemi sonucu elde edilen hammadde i¢in harcanan enerji sadece 4
birimdir.

Bilgisayarlarin iginde sayilar1 binlerle telaffuz edilebilecek madde e-atik haline
geldikten sonra, dogru yontemlerle ayristirilip, geri doniistiirilemedigi durumlarda, 6rnegin
yanlis yontemler olan, zehirli bir takim maddelerin topraga gomiilmesi veya yakilarak yok
edilmesi halinde, doganin zehirlenmesi kagiilmaz sonuctur. Ozellikle 3. diinya iilkelerinde
uygulanan metotlar neticesinde zehirli gazlarin havaya yayilmasi ve insanlarin bu havay1
solumalari; insanlara ve hayvanlara zarar vermekte ve ekosistemi olumsuz etkilemektedir.

Ne yazik ki, {ilkemizde de halen bu bilince varilamamis, bu atiklarin diigiik maliyetler
ile geri kazanimini saglamak {izere, dogay1 hi¢ 6nemsemeden, sadece hurdadan en yiiksek
geliri elde etme yaklagimi ile mevcut regiilasyon ve kanunlara aykirt metotlar yaygin
bi¢cimde uygulanmaktadir.

Coziim olarak,

> E-atiklariniz1 yerinde incelenmeli,

> Tehlikeli Atik Tasima Lisansina sahip kamyon ve/veya kamyonetlerle, SRC ve
ADR (Tehlikeli Atik Tasima Sertifikasi) belgelerine sahip sofor ve uzman
tagima ekipleriyle tasima yapilmali,

> Monitdr ve diger elektronik atiklar i¢in Atik Yonetim Planlar olusturulmasi,
lisans tesisler belirlenmelidir.

1.4.4. Toner ve Kartuslarin Uygun Sekilde Elden Cikarilmasi

Toner ve kartuslarin uygun sekilde elden ¢ikarilmasi icin yapilacak islemler asagida
belirtilecektir.

1.4.4.1. Bos Kartuslarinizi Atmayin

Diinya’da toner iiretiminde 3 litre ham petrole ihtiyag¢ duyulmaktadir, her geri
kazanilan toner tasarruf saglamaktadir. Diinya’da atik toner geri doniisiim sirketleri uzun
yillardir bulunmalarina ragmen, yine de tonerlerin % 90’1 ¢6pe karigsmaktadir. Oysaki ¢ogu
toner ve kartuslar geri doniistiiriilebilmektedir. Atik toner ve kartuslarm geri doniisiimii
birincil hammadde kullanimini azaltmakla birlikte, dogal kaynaklari korumaktadir. Ayrica
tonerler, ¢oziicii madde icerdiklerinden dolay1 tehlikeli atik sinifinda yer almaktadir. 1 ile 10
mikron arasindaki toner tozu nefes alirken kolayca cigerlere ulasabilmektedir ve bu yiizden
kanser ve astim hastaligia yol agabilmektedirler. insan sagligina da zararlar1 olan toner ve
kartuslar, dogru siirecler ile isleme tabii tutulmali, isleme esnasinda yiiksek derecede is
giivenligi saglanmalidir.
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Resim 1.19: Kullanilmayan kartus ve tonerlerin atilmamasi

Bu zamana kadar Tirkiye’de yakma tesislerine gonderilen toner ve kartuglar
gelistirilen kapali sistemler ile mekanik olarak islenerek geri kazanimi miimkiin
fraksiyonlara ayristirilmakta ve ayni zamanda toner tozu da tutulabilmektedir. Plastik, demir,
aliminyum, muiknatis vs. igeren toner ve Kartuglar % 98 ham maddesel olarak
degerlendirilebilmektedir. Atik toner kartuslarin % 42’sini olusturan plastik, tekrar baska bir
iiriinde kullanilmasi i¢in piyasaya verilebilmektedir.

1.4.5. Kimyasal S1vi ve U¢ucu Madde Kutularimin Uygun Sekilde Elden
Cikarilmasi

Ginliik hayatimizda ¢ok¢a karsilastigimiz ¢evre sorunlarinin birgogu, kullandigimiz
bazi kimyasal iiriinlerden kaynaklanmaktadir. Zira bilim ve teknolojinin sadece faydacilik
anlayis1 ile gelismesi, ekolojik sistemi tahrip etmekte, gevreye de siirekli sekilde yeni
kimyasal maddeler saglamaktadir. Kimyasal maddelerin asir1 iiretimi ve tiiketimi sonucu
bugiin artik kimyasal bir kaos yasanmaktadir. Uretimi yapilan kimyasal bilesik sayisinin 65
milyonu buldugunu biliyoruz. Pek ¢ok kimyasal madde, tehlikesinden habersiz olarak
evlerimize; is yerimize, gidalarimiza ve viicudumuza girmekte; ¢evreye ve canlilara etkileri
arastirilmaksizin kot etkilerini stirdiirmektedir.

Endiistri ve kozmetik sanayiinde genis ¢apta kullanilan florokarbon gazi, atmosferin
koruyucu ozon tabakasini zayiflatmaktadir. Asbest liflerin, uzun siire kullanimi ¢alisanlarda
kanser olusumuna neden olmustur. Kisacasi, ¢cevremizde ne kadar ¢gok kimyasal madde varsa
saghgimiz o olgiide tehlikeye girmektedir. Ozellikle atik sularin nehirlere, gdllere ve
denizlere bosaltilmasi ¢ok dramatik ¢evre sorunlarina neden olmaktadir. Endiistriyel atik
sularin igerisinde bulundurduklar1 toksik maddeler, sudaki canli yasaminin kisa siirede
tilkenmesine yol agmakta ve ekosistemi felg etmektedir. Ayrica igme sularina karigmalariyla
onemli saglik sorunlarina yol acar.

1.4.5.1. Kimyasal Cozeltilerin ve Aerosol Kutularin Uygun Sekilde Elden
Cikarilmasi

Bilgisayar temizliginde kullanilan kimyasallar ve ¢ozeltiler, ¢evresel sorunlar i¢in

diger bir kaynag olustururlar. Bu kimyasallar, c¢evreye bosaltildiklarinda veya
buharlastirildiklarinda ciddi hasara yol agabilir. Bu nedenle, atmadan 6nce bu 6geleri, yerel
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atik yonetimi temsilciligi ile birlikte temizlemek gerekir. Bu kimyasallarin nereye ve nasil
atilacagini 6grenmek Icin ilgili saghk birimiyle irtibata geginiz. Bu kimyasallar1 asla
lavaboya dokmeyiniz veya genel kanalizasyonlara baglanan bir kanala atmayiniz. Kimyasal
¢ozeltilerin veya diger temizlik malzemelerinin saklandig1 teneke kutular veya siselerin de
0zel olarak islem gormeleri gerekir.

Icerigi tamamen kullanilmamigsa bazi aerosol kutular1 istya maruz kaldiklarinda
patlayabilir. Aerosol kutulari, ozon tabakasina zarar verdigi, diinyanin sicakligini ve deniz
seviyesini artirdigi bilimsel aragtirmalara sonucu tespit edilmistir.

1.5. Malzeme Giivenligi Veri Sayfalari

1.5.1. Genel Bilgi

Kimyasal maddelerin kullanimi ve depolanmasi sirasinda olusabilecek is¢i ve igyeri ile
ilgili saglik ve gilivenlik risklerini ortadan kaldirmaya yonelik c¢aligmalarin 6nemli bir
parcasint olusturan ve kullanan isciyi dogru ve yeterli diizeyde bilgilendirmek amaciyla
hazirlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diger bilgileri iceren
dokiimanlara Malzeme Giivenlik Bilgi Formu (MSDS Formu) denir.

Birgok kimyasal giiniimiizde endiistride yaygin olarak kullanilmaktadir. Bu
kimyasallar yapilar1 geregi ¢cogunlukla toksik, korozif ve kolay alev alabilme gibi 6zellik
tasimaktadir. Ancak risk tasiyan ozellikleri ile kullanimi ve depolanmalarinda alinmasi
gereken Onlemler bilindiginde giivenli bir sekilde kullanilabilmektedirler. Malzeme Giivenlik
Bilgi Formlar1 (Material Safety Data Sheet-MSDS) birgok iilkede tehlikeli ya da potansiyel
anlamda tehlike tagiyan maddelerin giivenli kullanimlan ile ilgili gerekli bilgileri saglamak
icin kullanilmaktadirlar. Bu nedenle MSDS (GBF- Giivenlik Bilgi Formu) calisma ortamdaki
kimyasal tehlike ve riskleri kontrol etmek amaci ile énemli bir rol oynamakta, adeta o
kimyasalin bir prospektiisii niteligi tasimaktadir.

1.5.2. Giivenlik Bilgi Formunda Bulunmasi Gereken Bilgiler

Malzeme Giivenlik Bilgi Formunun (MSDS) hazirlanmasinda asagidaki genel
kurallarin uygulanmasi gerekmektedir.

Giivenlik bilgi formunda yer almasi gereken bilgiler soyledir:
Madde/miistahzar ve sirket/is sahibinin tanitimi,
Bilesimi/icerigi hakkinda bilgi,

Tehlikelerin tanitim,

[k yardim tedbirleri,

Yanginla miicadele tedbirleri,

Kaza Sonucu Yayilmaya Kargi Tedbirler,
Ellecleme ve depolama sartlart

Maruziyet kontrolleri/kisisel korunma,

Fiziksel ve kimyasal 6zellikler,

Kararlilik ve tepkime halleri,

VVVVVVYVYYVYYVY
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Toksikolojik bilgi,
Ekolojik bilgi,
Bertaraf bilgileri,
Tasimacilik bilgileri,
Mevzuat bilgileri,
Diger bilgiler

1.5.3. Giivenlik Bilgi Formu Diizenleyicileri Icin Rehber

Giivenlik bilgi formlarinin hazirlanmasinda dikkat edilmesi gereken onemli konular

sunlardir:

> Giivenlik bilgi formlarinin 6nemini kavraymn

Giivenlik Bilgi Formlar: iiriiniiniiziin miisteriniz ile iletisim kurdugu en
onemli yasal enstriimaninizdir.

Giivenlik Bilgi Formlarmizda verdiginiz bilgilerin iiriin i¢in en dogru
bilgiler olmasi firmanizin sorumlulugundadir ve yasal bir gerekliliktir.
Glivenlik  Bilgi Formlar1  miisterinizin  {riiniiniizii ~ kullanirken
karsilasacaglr her tiir maruziyet senaryosunu ve giivenlik raporunu
igermelidir.

Giivenlik Bilgi formlarmizda iriiniintize ait “Tehlike Smiflandirilmas1”
nin dogru sekilde yapildigindan emin olun.

> Giivenlik bilgi formlarinin hazirlanmasi tecriibe, birikim ve profesyonellik

ister

Giivenlik Bilgi Formlar1 hazirlama dikkat ve zahmet gerektiren dnemli
bir proje isidir.

Giivenlik Bilgi Formlarinda verilen bilgiler ancak binlerce referans
kaynagin taranip, dikkatlice siiziildiikten sonra dogru yorumlanmasi ile
olusturulur.

Giivenlik Bilgi Formlarinda ¢evre ve insan sagligi lizerindeki tehlikeler
en dogru sekilde analiz edilmeli, {irlin ile ilgili dogru simiflandirmalar
yapilmali, yorumlanmali ve yazilmalidir. Unutmayin bu is ancak tecriibe
ile olusturulabilecek 6nemli bir birikim sonucu miimkiin olur.

> Giivenlik bilgi formu hazirlayicisinin yeterliliginden emin olun.

Giivenlik Bilgi Formlarinin “Yeterlilik Sahibi Kisiler” tarafindan hazirlanmasi, sizin
sorumlulugunuzu paylasmasi agisindan ¢ok onemlidir ve dikkatle se¢mek lazimdir.

Giivenlik bilgi form hazirlayicilarinda agsagidaki kriterleri mutlaka aramaliyiz.

Akredite bir kurulus tarafindan verilmis “Malzeme Giivenlik Bilgi Formu
Hazirlayicis1 (GBF hazirlayicist) sertifikasi,

Mesleki deneyim (En az 5-8 yil),

Profesyonel birikim,

Giiclii referanslar ,
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Kuvvetli bilgi bankas1 ve alt yapi,

Uriinle ilgili kimyasal analiz imkanlarinin varlig,

Uluslararasi tecriibe,

Yeni sistemlere uyum,

Yerel ve kiiresel diizenlemelerle siirekli giincellenme,

Maruziyet Senaryosu ve Kimyasal Giivenlik Raporu hazirlayabilme,
REACH Uyumlu GBF Hazirlama ve ilgili konuda referanslar,

CLH hazirlayabilme,

CLP/GHS uyumlu etiket ve tremcard hazirlayabilme

> Giivenlik bilgi formlar1 “bir kereligine” hazirlanmaz. aklimzdan
cikarmayin.

Guvenlik Bilgi Formlar1 yasalar ¢ergevesinde zorunlu olarak hazirlanan ve
degisikliklerde revize edilmesi sart kosulmus dokiimanlardir.

Uriinde veya formiilasyonda yapilan bir degisiklik, hammadde degisiklikleri,
yonetmeliklerle uyum c¢aligmalari, tiriin kullaniminda tespit edilen yeni bir maruziyet,
siniflandirma kriterlerinde olusan yeni bir farklilik, form lisaninin degismesi veya diger
iilkelerin diizenlemelerine gore yeniden hazirlanmasi vs. gibi birgok sebepten GBF’ler
yeniden diizenleme gerektiren bir anlamda organik formlardir. Siirekli takip, kontrol ve
yOnetim gerektirir.

Bu sorumlulugu vereceginiz GBF hazirlayicilarimin siirekli revize takiplerini dogru
sekilde yapmasi sizin i¢in ¢ok dnemlidir.

> Giivenlik bilgi formlar: yasalara gore “tiirkce” olarak hazirlanir.

ithal edilen iiriinlere ait yabanci dildeki Giivenlik Bilgi formlarmin mutlaka “Tiirkce”
olarak ve yerel yonetmeliklere gore tekrar yeniden diizenlenmesi gerekir.

Thrag edilen iiriinlerde GBF’ler ilgili iilkenin ydnetmeliklerine gore ve uluslararasi
tasimacilik kurallar1 ¢ercevesinde hazirlanmalidir.

Ornegin Avrupa’ya giden fiiriinlere ait GBF’ler mutlaka DSD/DPD ve/veya CLP
tiiziiklerine gore REACH uyumlu olarak hazirlanmalidir (Burada gegis siiregleri gbz oniinde

bulundurulmalidir.)

> Giivenlik bilgi formlar sirketinizdeki kimyasal giivenlik yonetiminizin en
onemli parcasidir.

Givenlik Bilgi Formlari, “Kiiresel Uyum Sistemi” ¢er¢evesinde firmalarin iirettikleri
madde, miistahzar veya esyalar i¢in hazirlamak zorunda olduklar1 ¢ok 6nemli bir 6gedir.
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Buradan yola ¢ikarak iirlinler ait tremcard (tasimacilik acil onlem kartlari), etiket,
depolama sinyalizasyonlari, maruziyet senaryolari, kimyasal giivenlik raporlar1 ve
degerlendirmeleri, tehlikeli kimyasallarin envanterinin kaydi vs gibi bircok unsur hazirlanir.

1.5.3.1. Tanimlar

Madde: Dogal halde bulunan veya bir iiretim sonucu elde edilen, kararliligini ve
yapisint etkilemeden uzaklastirilabilen ¢oziiciiler harig, iiretiminde kararliligini saglamak
iizere kullanilan katki maddeleri ile iiretim isleminden kaynaklanan safsizlig1 ihtiva eden
kimyasal element ve bunlarin bilesiklerini ifade eder.

Miistahzar: En az iki veya daha ¢ok maddenin karisim veya ¢ozeltilerini ifade eder.

Tehlikeli Ozellik: Patlayici, oksitleyici, cok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir,
cok toksik, zararli, agindiric, tahris edici, alerjik, kanserojen, mutajen, tireme igin toksik ve
cevre icin tehlikeli 6zellikleri ifade eder.

Tehlikeli Kimyasal: Patlayici, oksitleyici, ¢ok kolay alevlenir, kolay alevlenir,
alevlenir, cok toksik, zararli, agindirici, tahris edici, alerjik, kanserojen, mutajen, iireme i¢in

toksik ve gevre i¢in tehlikeli 6zelliklerden bir veya bir kagina sahip madde ve miistahzarlar
ifade eder.

Maruz kalma kontrolii: Tehlikeli kimyasallar ile istigal eden isyerlerinde, kullanim
sirasinda ¢aligsanin ve ¢evrenin tehlikeli kimyasallara maruz kalmasini en aza indirmek igin

alinmasi gereken 6zel korunma ve dnleme tedbirlerini ifade eder.

CAS Numarasi1 (Chemical Abstracts Service Number): Kimyasal maddenin,
“Kimyasal Kuramlar Servisi” tarafindan verilen numarasini ifade eder.

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) adi: Kimyasal
maddenin “Uluslararas1 Temel ve Uygulamali Kimya Birligi’nce verilen ad1 ifade eder.

EC Numarasi: Avrupa mevcut ticari kimyasal maddeler envanter numarasi veya
Avrupa bildirimde bulunulan maddeler liste numarasini ifade eder.

1.5.3.2 . Formda Bulunmasi Gereken 16 Bashk
1. Madde / miistahzar ve sirket / is sahibinin tanitim

Bu standart bashk altinda, Madde/Miistahzarin tanitilmasi, Madde/Miistahzarin
kullanimu, Sirket/Is sahibinin tanitimi ve acil durum telefonlar1 belirtilir.

2.Bilesimi/icindekiler hakkinda bilgi

Bu standart baglik altinda verilen bilgiler; alicilarin, miistahzarin bilesenlerinin
zararlarini kolayca tanimalarina yoneliktir.
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3.Tehlikelerin tanitimi

Madde/miistahzarin  Tehlikeli Maddelerin ve Miistahzarlarin  Simiflandirilmasi,
Ambalajlanmas1 ve Etiketlenmesi Hakkinda Yonetmelikte belirtilen usiil ve esaslara gore
siiflandirmasini belirtilir.

4. i1k yardim énlemleri

[k yardim énlemlerini tanimlayarak ve acil tibbi miidahale gerekiyor ise ilk olarak bu
durumlar1 mutlaka belirtiriz.

5. Yanginla miicadele 6nlemleri

Madde/miistahzardan kaynaklanabilecek bir yangin veya madde/miistahzarin
civarinda ¢ikabilecek yanginla miicadele sartlarini, uygun yangin sondiiriiciiler ve yanginla
miicadelede kullanilacak 6zel sondiirme yontemi, gilivenlik nedenleriyle kullanilmamasi
gereken yangin sondiiriicliler ve yangin sondirme yontemleri, madde/miistahzarin;
kendisine, yanma tirlinlerine ve agiga ¢ikan gazlara maruz kalinmasi halinde dogacak 6zel
zararlari, yangin sondiirme ekibi igin 6zel koruyucu ekipman ve malzemeyi belirtiriz.

6. Kaza sonucu yayilma énlemleri

Kaza sonucu yayilmasina karsi asagida belirtilen dnlemler ve temizleme metotlarini
belirtiriz.

7. Ellecleme (kullanma) ve depolama

Saglik, giivenlik ve gevrenin korunmasini teminen, Isverenin, tehlikeli kimyasallarla
caligilan iglerde ve igyerlerinde alinacak tedbirlere iligkin 26/12/2003 tarihli ve 25328 Sayili
Resmi Gazete’de yayinlanarak yiiriirliige giren Kimyasal Maddelerle Calismalarda Saglik ve
Giivenlik Onlemleri Hakkinda Yonetmelik hiikiimlerine uygun olarak, isyerindeki ¢aligma
usullerini planlamasina ve orgiitsel tedbirlerini almasina yardimcei olacak bilgilerdir.

8. Maruziyet kontrolleri / kisisel korunma

Maruziyet sinir degerleri, maruziyet kontrolleri, mesleki maruziyet kontrolleri,
solunum sisteminin korunmasi, ellerin korunmasi, gdzlerin korunmasi, Cildin korunmasi,
cevresel maruziyet kontrolleri belirtilir.

9. Fiziksel ve kimyasal ozellikler

Isyerlerinde uygun kontrol énlemlerinin almabilmesini teminen, genel bilgiler, snemli
saglik, giivenlik ve ¢evre bilgileri, diger bilgiler verilir.
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10. Kararhhk ve tepkime

Madde/miistahzarin kararlilik durumunu, belirli kullanim sartlar1 altinda ve ¢evreye
yayilmasi halinde ortaya ¢ikabilecek tehlikeli tepkimeleri belirtiriz. Kaginilmasi gereken
durumlar, kaginilmasi gereken malzemeler, tehlikeli bozunma/ayrisma tirtinleri gibi bilgileri
belirtiriz.

11. Toksikoloji bilgisi

Kullanicinin madde/miistahzarla temas etmesi halinde, ortaya cikabilecek cesitli
toksikolojik (saglik iizerine) etkileri kisa fakat tam ve anlasilabilir bir sekilde tanimlariz.

12. Ekoloji bilgisi

Madde/miistahzarin havada, suda ve/veya toprakta yapacagi olasi etkilerini,
davraniglarini ve ¢evredeki akibetini (ugradigi degisimleri) belirtiriz.

13. Bertaraf etme bilgileri

Madde/miistahzarin fazlasinin, atik 06zelligi kazanmasi sonrasi veya Ongoriilen
kullanim1 sonrasi ortaya gikabilecek atiklarmin bertarafi (elden ¢ikarilmasi) herhangi bir
tehlike olusturuyor ise, atiklarin tehlikelerini tanimlayin ve giivenli “elleglenme yontemleri”
hakkinda bilgi veririz.

14. Tasimacilik bilgisi

Kullanicilarca, tesisleri iginde ve/veya disinda madde/miistahzarin taginmasi/nakliyesi
sirasinda uyulmasi gereken veya bilinmesi gereken 6zel tedbirleri belirtiriz.

15. Mevzuat bilgisi

Madde/miistahzarin, tehlikeli maddelerin ve miistahzarlarin smiflandirilmasi,
ambalajlanmas1 ve etiketlenmesi hakkinda yonetmelikte Ongoriilen usiil ve esaslara gore
hazirlanmis olan etiketinde yer alan saglik, giivenlik ve gevreye iliskin bilgileri belirtiriz.

16. Diger bilgiler

Kullanicinin saglik ve giivenligi ile ¢evrenin korunmasini teminen {iretici ve

ithalatcilar tarafindan 6nemli oldugu tespit edilen ve kullanicilarin bilgilendirilmesi gerektigi
diistiniilen diger bilgileri belirtiriz.
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s UYGULAMA FAALIYETi

—_—

islem Basamaklar1

Oneriler

Bilgisayar teknisyeninin haftalik yapacagi
gorevleri, bilgisayar laboratuvarina asiniz.

Bu gorevler agik ve anlasilir sekilde,
herkesin gorecegi bir yere asiniz.

Bakim yapilacak bilgisayarlar, yazici ve
diger elemanlara numara vererek bu
malzemelere periyodik olarak bakimlarini
gergeklestiriniz.

Demirbas numarasi verilmis
bilgisayarlari, bu ¢izelgelere isleyerek,
herkesin gorecegi bir yere asiniz.

Birden fazla laboratuvar var ise bu
laboratuvarlarda neler yapildigini ¢izelge
ile gosteriniz.

Bilgisayar teknisyeni, her laboratuvarda
neler yapilmasi gerektigini
planlamalidir.

Bilgisayar teknisyeninin kullanacagi arag
ve geregleri belirtiniz.

Kullanilan ve eksik goriilen arag ve
gerecler tek tek tespit edilmeli ve bu
arac-gerecler laboratuvarlara tek tek
taksim edilmelidir.

Laboratuvarlarda ihtiya¢ duyulan 6lgii
aletlerini tespit ediniz.

Kullanilan 6l¢ii aletleri herkesin
gorecegi bir yerde olmalidir.
Bozuk 6l¢ii aletleri var ise bunlarin
tamirati yapilmalhdir.

Post test cithazi ile arizali anakartlarin
arizalarini tespit ediniz.

Kullanilacak post test cihazlarinin
kullanma klavuzu iyi incelenmelidir.

Laboratuvarlarin, ortam giivenligi ve
sunucu odast i¢in yonergeleri tek tek tespit
ediniz.

Bu yonergeleri hazirlarken uyulmasi
gereken kurallari, herkesin gorebilecegi
bir yere asiniz.

Laboratuvarin belli bir kosesine atik
malzemeler ve zararlar1 hakkinda bir kose
olusturunuz.

Atik malzemelerin igin bir kutu
olusturarak, atik malzemelerin gelisi
giizel atilmasini Onleyiniz.

Laboratuvar giivenligi icin belli
donemlerde ilaglama yapiniz.

Laboratuvarlarda yeme ve igmenin
yasak oldugunu belirten yazilari
herkesin gorebilecegi bir yere asiniz.

Malzeme giivenligi i¢in 6rnek ¢aligsmalar
yapiniz.

Malzeme giivenligi i¢in dikkat edilmesi
gereken hususlara dikkat ederek,
firmalarin malzeme giivenligi veri
sayfalarini inceleyiniz.
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Asagidaki ciimlelerin basinda bos birakilan parantezlere, ciimlelerde verilen
bilgiler dogru ise D, yanlis ise Y yazimz.

1. () Her bakimin mutlaka bakim talimatlarinin yazilmig olmasi ve bakim esnasinda
degistirilecek olan malzemelerin yedeklerinin de malzeme ambarinda bulundurulmasi
gerekmektedir.

2. () Bilgisayar teknisyenleri, yapacagi isleri bakim talimatlarinda yazilan maddelere
gore yapmalidir.

3. () Onleyici bakim, énceden kontrol ettirilip tespit ve analiz edilen ekipmanlarla ilgili
yapilan bakimlardir.

4. () Planli koruyucu periyodik bakim, daha dnceden planlanmis ve zamani geldiginde
talimatlara gore yapilan bakimdir.

5. () Bilingsiz bilgisayar kullanimi, &zellikle meslegi geregi uzun siireli klavye ile
calisan kisilerde 6nemli saglik sorunlarina neden olur.

6. ( ) Bilgisayara, istedigimiz sekilde oturarak ¢aligabiliriz.
7. () Bilgisayarda otururken dirsek ve eller farkl ¢izgide olmalidir

8. () Bilgisayar ekrani eger goz hizasi ya da biraz asagida olacak sekilde
konumlandirilirsa, g6z kapagi daha az agilacagi i¢in g6z kurumasi daha az olacaktir.'

9. () Bir teknisyen, asgari diizeyde yazilim bilgisine sahip olup isletim sistemlerini
kurup calistirabilir.

10. () Dokiimantasyon bilgi kaydetme ya da belgelerin toplanmasi ve diizenlenmesi
fiilini ifade edebilir.

11. () AVOmetre ile sadece devrelerden gecen akim dlgiiliir.
12. () Anakarttaki problemlerin tespitinde Post Test Cihazi kullanilir.

13. () Kablo test cihazi, hazirladiginiz ag kablosunun uglarinin standartlara uygun olup
olmadigini, yani diizgiin ¢alisip ¢aligmadigini test etmeniz igindir.

14. () Optik 6l¢iim cihazi, optik sinyal giiciinii 6lgmek i¢in kullanilan bir cihazdir.
15. () Geri dongii fisleri, sinyaller gondererek ve geri gelen sinyalin gegerli olduguna
bakmadan, onaylayarak calisir.

16. ( ) Nem sadece sunucular ve bilgisayar sistemleri i¢in degil {izerinde elektronik devre
elemanlar1 bulunduran tiim cihazlar i¢in bir risk olusturur.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

() Her tirlii alict ve verici, bilgisayar sistemlerinden, kablolardan ve ¢evre
birimlerinden en az 2.5m uzakta tutulmalidir.

() Kullanim émriinii tamamlamig ve/veya ugramis oldugu harici hasar veya kisa
devreler sonucunda kullanilamayacak duruma gelmis olan pillere atik pil

denilmektedir.

() Atik piller topraga gémiilmemelidir.

() Cok kullaniml1 piller, daha fazla atik ¢ikar.
() Pille ¢alisan cihazlar ¢ok sicak yerlere koymaktan kaginin.

(' ) Ayrica tonerler ¢oziicii madde i¢erdiklerinden dolayi tehlikesiz atik sinifinda yer
almaktadir.

() Igerigi tamamen kullanilmamissa bazi aerosol kutular1 1stya maruz kaldiklarinda
patlayabilir.

() MSDS (Malzeme giivenligi veri sayfalari) ¢alisma ortamdaki kimyasal tehlike ve
riskleri kontrol etmek amaci ile dnemli bir rol oynamakta, adeta o kimyasalin bir

prospektiisii niteligi tasimaktadir.

() Giivenlik Bilgi Formlari, bir defaligina hazirlanmaz.

DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtartyla karsilastirmniz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap

verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlayimiz.
Cevaplarimizin tiimii dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.
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OGRENME FAALIYETIi-2

( AMAC )

Bu faaliyette, elektrostatik (ESD) nedir, elektrostatigin ortamda bulunan elektronik
malzemeler iizerindeki olumsuz etkilerini ve bu olumsuz etkilere karsi alinacak 6nlem ve
tedbirleri 6greneceksiniz.

( ARASTIRMA )

> Elektrostatigi meydana getiren nedenleri ve aliacak tedbirleri arastiriniz.
Yaptigimiz hazirligi, rapor haline getirerek sinifta sununuz.
> Elektrostatik malzemeler ve 6zelliklerini arastiriniz.

2. ELEKTROSTATIK YUK

2.1. Elektrik

Elektrik, enerjinin bir seklidir. Enerji kaynaklarinin hepsi yasantimizi devam ettirmek
icin gerek duydugumuz enerjiyi saglarlar. Tiim maddeler atomlardan meydana gelmistir. Bir
atomun merkezinde ¢ekirdegi vardir. Cekirdeginde pozitif yiiklii protonlar1 ve yiiksiiz
notronlart bulunur. Atom c¢ekirdeginin etrafinda negatif yiklii elektronlar1 vardir.
Elektronlarin sayisi protonlarin sayisina esittir. Bir elektronun yiikii de bir protonun yiikiine
esdegerdir. Bir dis kuvvet tarafindan bir atomun elektron ve protonu arasindaki denge
bozuldugu zaman o atom bir elektrik yiikii kaybeder ya da kazanir. Bir atomdan elektrik
yiikleri kayboldugu zaman, bu negatif yiikler serbest kalir ve bu elektronlarin serbest
hareketiyle madde iginde bir elektrik akimi meydana gelir.

Elektriksel aletlerden olan bilgisayar ve monitdrlerin bakim ve onarimimi yaparken,
olusabilecek elektrostatik yiikten kaginilmali ve gerekli tedbirleri almaliyiz. Bilgisayar
kasasinda en fazla 12V olmasina ragmen, ani voltaj yiikselme ve algalmalarinda
bilgisayariniza zarar verebilir. Bunun icin kesintisiz gii¢ kaynaklarimi kullanmada fayda
oldugunu unutmamak gerekir.

Elektrikte 6nemli olan bir bagka nokta ise akim siddetidir. Yiiksek akimin tehlikeleri

genellikle yiiksek voltajdan daha fazladir. 0.3 amperlik bir akim insan1 dldiirebilir. Bu
nedenle kiigiik voltajla ¢alisan aletler tehlikesiz kabul edilmelidir.

2.2. Elektrostatik Yiik Bosaltma (ESD —Elektrostatik Desarj)

Insanlar iizerinde siirekli bir elektrik yiikii vardir. Bu elektrik yiikiiniin gesitli cisimler
aracihifiyla topraga akmasina “elektrostatik desarj” adi verilir. Elektrik yilikiiniin topraga
akmasi sirasinda insanlara bir zarar gelmezken, ¢ok hassas elektriksel degerlerle calisan
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bilgisayar donanimlar1 hasar gorebilir. Bu nedenle bilgisayar pargalarina dokunmadan 6nce,
iizerinizdeki elektrik yiikiinii bosaltmalisiniz. Bunu saglamak i¢in elektrostatik bileklikler
cok uygundur. Bu bilekliklerin bir ucu, toprak hattiyla baglant1 halindeyken diger ucu bilege
takili haldedir. Boylelikle viicuttaki elektrik yiikii bilgisayar donanimlarina zarar vermeden
topraga akmaktadir.

Eger bu bilekliklere sahip degilseniz, hi¢ olmazsa bilgisayar pargalarina dokunmadan
once toprakla, zeminle temas halindeki bir parcaya dokunulabilirsiniz. Ornegin kalorifere,
kap1 koluna, duvara. Elektrik yiikii bosaltma islemi belirli araliklarla yapilirsa, hareketlerimiz
esnasinda tizerimizde birikebilecek elektrik yiikiinii bosaltmis oluruz.

Insanlar ortamdaki nem miktarina bagl olarak bir halinin iistiinde yiiriiyerek 35.000 V
elektrostatik gerilim yiiklenebilir. Elektrostatik sarjin aniden bosalmasi, ESD (Elektro Statik
Desarj) olarak ifade edilir. Bilim adamlar1 yillarca ESD’nin meydana getirecegi zararlar1 yok
etmeye caligmiglardir. 1980'i yillardan sonra da gesitli ara¢ ve geregler ile bu soruna careler
iiretmislerdir.

Resim 2.1: ESD bilekliklerin, elektrostatik desarji onlemesi

Bircok devre elemani, kompenantlar, devreler, ileri teknoloji triinleri elektrostatik
sarjin aniden degisimi yiiziinden onarilamayacak arizalara ve {irliiniin kalitesinde diisiislere
maruz kalmaktadir. Bilinen dogru sudur; statik yiikiin aniden degil de yavas yavas bosalmasi
gereklidir Ki bu siire 3 saniyelik bir zaman dilimi igerisinde gergeklesir.

ESD'den etkilenen ekipmanlar olarak transistorler, diyotlar, lazer diyotlari, elektro-
optik cihazlar, hassas film rezistorleri, ince ve kalin film rezistorleri, kapasitorler, farkli yari
iletkenler, mikro devreler, hibrid cihazlar, piezoelektrik kristalleri ve hatta daha komplike
entegrasyonlu devre cihazlari olarak gorebiliriz.
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2.3. Topraklama ve Elektrostatigi Onleme

Topraklama ¢ok sik duydugumuz elektrik ile ilgili terimlerden birisidir. Topraklama;
elektrik tesislerinde, evlerde, gerilim altinda olmayan biitiin tesisat kisimlarinin, olmayan
boliimler ile sifir iletkenleri ve bunlara bagli boliimlerin uygun iletkenlerle toprak kitlesi
icerisine yerlestirilmis bir iletken cisme (elektrot) baglanmasina “topraklama” denilmektedir.

Topraklama sayesinde cihaz iizerindeki kagak akimlar ve statik elektrik topraga
akacak ve boylece canlilarin can giivenligini saglanacak ve cihazlarin zarar gérmesini
onleyecektir. Ayrica meydana gelebilecek bir hata durumunda, olusacak adim ve dokunma
gerilimlerinin insan hayatin1 tehlikeye sokacak mertebede olmasini 6nlemek veya bu
tehlikeli gerilimleri tamamen ortadan kaldirmaktir. Topraklama, meydana gelebilecek bu tiir
bir hata durumunda, insan hayatini giivenceye almak maksadiyla uygulanacak islemlerden
birisidir.

Binanin elektrik sistemini ddseyen elektrik¢i, binanin disinda topraga belirli bir
biiyiikliikte bir bakir gubuk veya bakir levha cakar/gdmer. Bu bakir gubuga bagli bir kabloyu
binanin girisindeki faz ve notr’iin binaya ilk girdigi ana elektrik kutusuna kadar getirir. Bu
noktadan itibaren, tim binaya, tiim dairelere bir faz, bir nétr ve bir de toprak hatt1 gider.
Toprakli prizlerde ortadaki iki delik faz ve notr’e bagl iken, dis taraftaki metal ¢ikintilar da
toprak hattina baglanir.

Resim 2.2: Bilgisayar parcalarimin takilirken dikkatli bir sekilde tutulmasi

Viicudumuzda giin iginde farkli sebeplerden dolayr (Hava, nem, siirtiinme,
giysilerimiz vs.) statik elektrik birikir ve biriken bu elektrik bazen farkinda olmadan bazen
de hissederek viicudumuzdan ¢ikar. Bu ¢ikis islemi bir yere temas ettigimizde meydana
gelebilir. Bazen ¢ok siddetli oldugunu hissederiz ¢linkii biriken yiik miktar1 fazladir ve bizi
¢ikis sirasinda asir1 derecede sarsar. Bu cikis islemine elektrostatik desarj adi verilir. Bu
desarj (bosalim) islemi, herhangi bir elektronik devre iizerine uygulandiginda (istemeden)
elektrigin miktarma baglh olarak elektronik devrelere ciddi zararlar verebilir. Bu zararlan
onlemek ic¢in viicudumuzdaki elektrigi siirekli atmak (birikmesine izin vermemek igin)
yardimc1 araglar kullanilir.
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Ulkemizde elektronik ve onarimla ugrasan firmalar ve atdlyeler esd ye ¢ok fazla 6nem
vermeseler de aslinda en gerekli giivenlik dnlemlerinden biridir. Her ne kadar esd kurallarini
pek uygulayan olmasa da, en azindan siz kendiniz uygulayarak yeni aldigimiz veya mevcut
donaniminiza dokunurken bir kez daha diislinlip gerekli 6nlemi alirsaniz, zarari minimuma
indirmis olursunuz. Bilingli bir tiiketici ve profesyonel bir donanimcinin da bu kurallara
zaten uyuyor oldugunu umut ederiz.

Biitiin ¢alisma alanlari, hassas ve dikkat ¢ekici ESD sembol ve isaretleri ile korunmus
ve personel alana girmeden Once isaretlemeler yapilarak ¢aligma alan1 ESD den korunmus
olmalidir. Yapilan iglemlerde gerekli olan yalitim ve izolasyon iletkenlerin elektron akisini
engellemek i¢indir. Boylelikle, bir anlamda iyonizasyon sistemi saglanmis olur.

Bunlardan bazilari, topraga bagli bileklik, esd ayakkabi, esd giysiler, esd ara¢ gerec
hatta elektrostatik zeminler ve paspaslara kadar bir siirii 6nleyici ekipmandir. Personel ve
ziyaretciler ¢alisma alani igerisine girerken; bileklik ve/veya topuk bandi, eldiven veya
parmaklik takarak topraklama saglanmalidir. Diizenli olarak esd onliikleri giyilmelidir.
Silikon igeren temizleyiciler kullanilmamalidir; ¢iinkii bunun gibi maddeler izolasyonlu
tabakanin iletkenligini veya dissipativ 0zelligi olan malzemenin diizgiin islev gdrmesini
engeller. ESD ortiilerini temizlemek igin; statik dissipative ve soliisyon iceren ESD’li
temizleyiciler kullanilmahidir. Antistatik 6zellige sahip ahsap ve kumaslardan iiretilen
mobilyalar tercih edilmelidir. Ayrica kullanilacak iirlinlerin test, depolama, yiikleme
yenileme, bakim ve tamir hususlari i¢in detayl1 bir calisma gerekmektedir.

2.4. Antistatik

Antistatik katki maddeleri; toplanan elektriksel yiikiin birakilmasin1  saglar,
elektrostatik yiiklenmeyi Onleyen nem ¢ekici ve tercihen iyonize olan bilesiklerdir.
Elektronik malzemelerle ¢alisma yapilan tiim ortamlarda antistatik malzemeler kullanilarak,
statik yiike kars1 kesinlikle tedbir alinmalidir.

Antistatik malzemeler statik elektrigi olusturmayan ve bundan dolayr olusacak
patlama nedeni ile zarar goriilmesini Onleyebilen malzemelerdir. Binlerce volt yiiklenen
insanlar farkina varmadan patlayici ortamda patlamaya yol acgabilir.

Statik elektrik elektronik aletlere de zarar verebilir. Bir elektronik aletin imalatindan,
nakliyesine, paketlenmesinden, depolanmasina, galistirilmasinda yada tamir devam ederken
elektronik aletleri korumak maksadiyla antistatik tedbirlerin alinmas1 gereklidir. Yapilan
arastirmalarda nemli ortamlarin statik enerji olusumunu 6nemli Olgiide azalttig1 saptanmis,
ortami nemli kilmak igin ionizer cihazlari kullanilmistir, ancak bu defada elektronik
malzemeler kismen korunurken insanlarda astim, bronsit gibi solunum yolu ve ve kalp
hastaliklarina rastlanmigtir.
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2.5. Antistatik Malzemeler

Antistatik malzemelerle ilgili bilgiyi asagida bulabileceksiniz.

2.5.1. Posetler

Antistatik posetler, elektrigin dagitimini saglar ve tek katmanlhdir. Siyah posetler, tek
katmanhdir ve iletken ortam saglar. Elektromanyetik dalgalar iletken ortamlardan
gecemezler. Iletken posetler manyetik alandan bozulabilecek disket vb. malzemelerin
taginmasi icin idealdir. Tiim posetlerde antistatik uyari isareti, iiretim tarihi ve raf dmrii ile
iireten firma isareti olmas1 gerekmektedir.

Resim 2.3: Antistatik posetler

2.5.2. Ambalaj Sprey ve Kopiikleri

Sistemleri tozdan nemden ve pastan korumak amaciyla kullanilir. Sprey veya
kopiikler, korunmak istenen eleman iizerine piiskiirtiilerek kullanilir.

i

N ANTISTALIK

A

1/

Resim 2.4: Antistatik sprey
2.5.3. Masa Ortiileri / Kaplamalar

105 ohm ve 1012 ohm arasinda alan direngleri vardir. 1 ila 2 Mohm'luk direng teskil
ederler.
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Ug katmanlidir:

> Disipative (Dagitkan): yani ortama statik elektrik verici, bu nedenle de
patlayici ortamin patlamasina neden olabilecek maddelerdir.

>  Conductive: Iletken maddelerdir.

> Disipative (Dagitkan): Ortama statik elektrik verici, bu nedenle de patlayict
ortamin patlamasina neden olabilecek maddelerdir.

Resim 2.5: Antistatik masa ortiisii
2.5.4. Antistatik Bileklik Kordonu ve Kablosu

Sar1 renkli kablo, mavi renkli karbon yedirilmis bileklik ve kordondan olusmustur.
Kullanic1 personeli topraklamak sureti ile elektronik kartlarin zarar gérmesini onler. 1-2
Mohm'luk direng teskil eder, test cihazlariyla kullanmadan 6nce test edilmeleri gerekir.

Resim 2.6: Antistatik bileklik kordonu ve kablosu
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2.5.5. Antistatik Onliikler, Ayakkabilar ve Eldivenler

Onliikler degisik boylarda, %89 naylon, %11 karbon alasimlidir. Karbon yedirilmis
kumas elektrigin iletkenligini saglar. Digaridan ya da kiyafetlerin olusturacag statik
yikklenmeyi onler. Tek katmanli ve iletken olmalarn gerekmektedir. Bileklikle de
baglanabilecek sekilde tasarlanmiglardir.

Resim 2.7: Antistatik onliik, ayakkabi ve eldiven
2.5.6. Antistatik Yer Kaplamalar:

Karbon yedirilmis plastik alagimhidirlar. Taban bakir baralarla Oriilmils ve
topraklanmistir. Yapigkan1 karbonludur, iletim saglanmis ayni zamanda ylirlime esnasinda
statik elektrik olusturmas1 dnlenmistir. Ozel kimyasallarindan baska bir seyle silinmemelidir.
Ozellikle deterjan vb. malzemelerle silindiginde iizerinde lak olusacag1 diisiiniilerek,
kimyasal temizleyiciler yoksa yalnizca temiz nemli bez ile silinmelidir.

Resim 2.8: Cesitli antistatik yer kaplamalar
2.5.7. Antistatik Kimyasallar
AFC-400 gibi PCB temizleme kimyasallar1 olup ¢ok ¢esitleri mevcuttur. Hali, vinylex
gibi malzemelere tatbik edildiginde ¢ok ince antistatik katman olustururlar. Antistatik Ortii,

yer kaplamasi gibi zeminlere siiriildiigiinde antistatik 6zelliklerini artirir ve uzun omiirli
olmalarini saglar.
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Bir odadaki statik yiik, hava yoluyla + ve - yiiklii iyonlar gonderilerek de notr hale
getirilebilir. Bu sistemler biraz pahali oldugundan ¢ok ekonomik ¢oziimler olarak
goriilmezler. Tyon iireteci, statik yiiklii cisimlerin iizerine o cisimleri notr edecek sekilde

iyonlar iiflerler.

i

l‘;
=

gitfr

{

—

Resim 2.9: Cesitli antistatik kimyasallar
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UYGULAMA FAALIYETI

Islem Basamaklar

Oneriler

Bilgisayar laboratuvarlarinda,
elektrostatigin 6nemini vurgulayan afigler
hazirlaymiz.

Afisleri herkesin gorebilecegi yerlere
asiniz.

Antistatik malzemeleri dnemini idrak
ederek, bu malzemelerin 6nemini
arkadaglarina vurgulayiniz.

Antistatik malzemeleri arkadaglariniza
tanitiniz.

Topraklanmamus prizler var ise, bu
prizleri topraklayiniz.

Topraklama yaparken, arkadaglarinizin
zarar gormesini engellemek i¢in gerekli
giivenlik 6nlemlerini aliniz.

Insan viicudundaki elektrostatigin atilmasi
icin neler yapilmasi gerektigini tespit
ediniz.

Elektrostatigin atilmasini uygulamali
olarak arkadaslarinizla paylasiniz.

Laboratuvarlarda antistatik malzemeler
eksik ise tamamlayiniz.

Antistatik malzemeleri alirken piyasa
arastirmasi yapiniz.

50

)—




Asagidaki ciimlelerin basinda bos birakilan parantezlere, ciimlelerde verilen
bilgiler dogru ise D, yanls ise Y yaziniz.

1. () Bilgisayar ve monitorlerin bakim ve onarimini yaparken, olusabilecek
elektrostatik yiikten kacinilmali ve gerekli tedbirleri almaliyiz.

2. () Antistatik yer kaplamalari, karbon yedirilmis plastik alasimlidirlar.

3. () Bir odadaki statik yiik, hava yoluyla + ve - yiiklii iyonlar gonderilerek de nétr hale
getirilebilir.

4, () Masa ortiileri {i¢ katmanlidir.

Asagidaki ciimleleri dikkatlice okuyarak bos birakilan yerlere dogru sozciigii

yaziniz.

5 sayesinde cihaz tizerindeki kacak akimlar ve statik elektrik topraga
akacak ve boylece canlilarin can giivenligini saglanacak ve cihazlarin zarar gérmesini
onleyecektir.

6. Elektrik yiikiiniin cesitli cisimler aracilifiyla topraga akmasina
............................... ad1 verilir.

7. Antistatik malzemeler statik elektrigi olusturmayan ve bundan dolay1r olusacak
patlama nedeni ile zarar goriilmesini 6nleyebilen malzemelerdir.

8. katki maddeleri; toplanan elektriksel yiikiin birakilmasini saglar.

9. Tiim antistatik posetlerde antistatik uyar1 isareti olmasa da olur.

10. Ambalaj spreylerinde .............. renk antistatikligi, .............. ise iletkenligi ifade
eder.
DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtartyla karsilastirrmiz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap
verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlayiniz.
Cevaplarimizin tiimii dogru ise “Modiil Degerlendirme”ye ge¢iniz.
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MODUL DEGERLENDIRME

Bu faaliyet kapsaminda asagida listelenen davranislardan kazandiginiz beceriler i¢in
Evet, kazanamadiklariniz icin Hayir kutucuklarina (X) isareti koyarak kontrol ediniz.

DEGERLENDIRME KRiTERLERI

EVET

HAYIR

Koruyucu Bakim

Koruyucu bakim i¢in gerekli tedbirleri aldiniz mi1?

Arizali bilgisayarlar i¢in ariza tespit formu olusturdunuz mu?
Bilgisayarda otururken nelere dikkat edeceginizi 6grendiniz mi?
Teknisyenin gorevlerini anladiniz mi?

Koruyucu bakim programinin 6gelerini 6grendiniz mi?
Dokiimantasyonun 6nemini kavradiniz mi?

Teknisyenin ¢antasinda bulunmasi gerekenleri arastirdiniz mi?
Olgii aletleriyle dl¢iim yaptiniz mi1?

AVOmetre ile hangi degerleri dl¢tiiglimiizii kavradiniz mi?

YV V.V VYV V V V V V V

Laboratuvar giivenligi icin, gerekli yonergelerini hazirladiniz

mi1?

A\

E-atik doniigiimiinii yaptiniz mi?

A\

Bos kartus ve tonerleri ne yapmamiz gerektigini 6grendiniz mi?

» Mevcut malzemeler icin MSDS foyleri hazirladiniz m?

Elektrostatik Yiik
» Elektrostatik yiiklenmelere karsi 6nlem aldiniz mi?
» Elektrostatik ve topraklama arasindaki bagintiy1 anladiniz mi1?

> Antistatik malzemeleri kullandiniz mi?

DEGERLENDIRME

Degerlendirme sonunda “Hayir” seklindeki cevaplarimizi bir daha gézden gegiriniz.
Kendinizi yeterli goérmiiyorsaniz Ogrenme faaliyetini tekrar ediniz. Biitiin cevaplariniz

“Evet” ise bir sonraki modiile gegmek i¢in 6gretmeninize basvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYETI -1’IN CEVAP ANAHTARI

1 Dogru
2 Dogru
3 Yanhs
4 Dogru
o) Dogru
6 Yanhs
7 Yanhs
8 Dogru
9 Dogru
10 Dogru
11 Yanhs
12 Dogru
13 Dogru
14 Dogru
15 Yanhs
16 Dogru
17 Dogru
18 Dogru
19 Dogru
20 Yanhs
21 Dogru
22 Yanhs
23 Dogru
24 Dogru
25 Dogru
OGRENME FAALIYETI -2’NIN CEVAP ANAHTARI
1 Dogru
2 Dogru
3 Dogru
4 Dogru
5 Dogru
6 Yanhs
7 Topraklama
8 Elektrostatik
desarj
9 Antistatik
10 Pembe - Siyah
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KAYNAKCA

YV ¥V V¥V V¥V

http://www.basbakanlik.qgov.tr

http://www.bsm.gov.tr-

http://www.csb.gov.tr

http://www.mshowto.org/

http://www.tap.org.tr
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